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i‘ BON D® Total Etch Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

iBond Total Etch ist ein lichthértender Einkomponenten-Haftvermittler zur Verwendung in der
adhasiven, restaurativen Zahnheilkunde. iBond Total Etch wurde fur die adhasive Befestigung
von Kunststoff-Fullungsmaterialien (z.B. Composite, Compomer, Polyglas®) an die Zahnhart-
substanz und laborgefertigter Restaurationen (z.B. Keramik) entwickelt.

iBond Total Etch erméglicht Priming, Bonding und Desensibilisierung in einem Arbeitsschritt.
iBond Total Etch ist eine ethanolische Losung von lichtaktivierbaren, adhasiven Resinen. Vor
der Anwendung von iBond Total Etch wird die Zahnhartsubstanz mit einem Atz-Gel konditio-
niert (etch&rinse).

Zusammensetzung
iBond Total Etch enthalt:
e Methacrylate

e Ethanol

¢ Fllstoffe

¢ Photoinitiatoren
e Glutaraldehyd



Indikationen

¢ Adhasive Befestigung direkter Composite-, Polyglas®- und Compomer-Restaurationen

¢ Adhasive Befestigung indirekter, laborgefertigter Keramik-, Polyglas® und Composite-
Restaurationen (Inlays, Onlays, Veneers und Kronen)

¢ Behandlung tiberempfindlicher Zahnbereiche

Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen!
@) Sicherheitshinweise bei der Anwendung von iBond Total Etch beachten!

Anwendung
1. Adhasive Befestigung direkter Composite-, Polyglas®- und Compomer-Restaurationen
1.1 Préaparation

¢ Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen.
Zahn mit einer 6I- und fluoridfreien Paste reinigen.
Kavitatenpréparation entsprechend den Regeln der adhasiven Fillungstherapie.
Praparation mit Wasser abspulen und mit Luftstrom trocknen.
Bei tiefen Kavitaten empfiehlt es sich, das pulpennahe Dentin mit einer entsprechenden
Unterfiillung (z.B. Calciumhydroxid-Praparat und Glas-lonomer-Zement Unterfiillung)
zu schiitzen. Dabei nur das pulpennahe Dentin abdecken. Die restliche Kavitatenflache
fur die Haftvermittlung von iBond Total Etch freilassen.



1.2 Konditionierung

Vor der Applikation von iBond® Total Etch, muB die praparierte Kavitat mit einem geeigneten
Atz-Gel entsprechend den Herstellerangaben vorbehandelt werden (z.B. iBond Etch 35 Gel/
GLUMA Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/GLUMA Etch 20 Gel von Kulzer)

1.3 Auftragen von iBond Total Etch

¢ iBond Total Etch in ein Dappenglas geben, mit einem Applikator-Tip oder einem weichen
Einwegpinsel aufnehmen und auf die gesamte Kavitatenoberflache im Uberschuss auftragen.

¢ iBond Total Etch 15 Sekunden einwirken lassen.



¢ iBond Total Etch beinhaltet Ethanol als Lésungsmittel. Lésungsmittel und Restfeuchtigkeit
in sanftem Luftstrom vorsichtig abdampfen lassen, bis keine Flissigkeitsbewegung mehr
sichtbar ist.

Ein zu starker Luftstrom zu Beginn des Verblasens flihrt zum Ausdiinnen des
@ Bondings und kann zu ungentigender Haftung flhren.

¢ Die Oberflache muss sichtbar gldnzend sein, sowohl hach dem Auftragen von iBond Total
Etch, als auch nach dem Abdampfen des Lésungsmittels. Die véllige Bedeckung der
gesamten Kavitdtenoberflache ist sicherzustellen. Wenn die Kavitdtenflache nicht durch-
géngig glanzend erscheint, iBond Total Etch ein weiteres Mal wie beschrieben auftragen.
Darauf achten, dass keine Uberschiisse in den Ecken der Kavitét verbleiben.
iBOND® Total Etch fur 20 s mit einem Halogenlichtgerat oder LED-Lichtgerat polymerisie-
ren. Die Anwendung eines Kulzer Translux® Lichtgerates oder eines Lichtgerates mit ver-
gleichbarer Intensitat (mind. 400-500 mW/cm?) wird vorausgesetzt.

Eine zu geringe Lichtleistung flihrt zu unzureichender Adhasion. Lichtgeréate sollten

in regelmaBigen Abstanden mit verlasslichen Testgeraten gepriift werden. Das
@) Lichtaustrittsfenster sollte bei der Polymerisation so nah wie méglich an der Kunst-
stoffoberflache platziert werden.

e Danach sofort das Flillungsmaterial entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstel-
lers in die Kavitat einbringen und verarbeiten.



2. Adhasive Befestigung indirekter, laborgefertigter Keramik-, Polyglas® und Compo-

site-Restaurationen (Inlays, Onlays, Veneers und Kronen)

2.1 Vorbereiten der Restauration

¢ Oberflache der Restauration gemas der Gebrauchsinformation des Materialherstellers vor-
bereiten.

2.2 Konditionierung
Vorgehen, wie in 1. beschrieben.

2.3 Auftragen von iBond Total Etch

Es ist darauf zu achten, dass keine Uberschiisse in den Ecken der Kavitét verblei-
@ ben und die iBond Total Etch-Schicht vor der Polymerisation sorgfaltig verblasen
wird.

Ansonsten vorgehen, wie in 1. beschrieben.

¢ iBOND® Total Etch fiir 20 s mit einem Halogenlichtgerat oder LED-Lichtgerat polymerisieren
(siehe Hinweise oben - 1.3).

* Resinzement (selbst- oder dualhdrtender Resinzement) geméB der Gebrauchsinformation
des Herstellers anwenden.



3. Behandlung iiberempfindlicher Zahnbereiche Reinigung des Zahnes
¢ Sorgfaltig mit Wasser absptlen und zu behandelnde Oberfléache trocknen.

3.1 Konditionierung der iiberempfindlichen Zahnbereiche
Vorgehen, wie in 1. beschrieben.

3.2 Auftragen von iBond Total Etch

Vorgehen, wie in 1. beschrieben.

¢ iBOND® Total Etch fiir 20 s mit einem Halogenlichtgerat oder LED-Lichtgerat polymerisieren
(s.Hinweise oben - 1.3).

e Sauerstoff-Inhibitionsschicht mit einem mit Alkohol getrénkten Pellet vorsichtig entfernen.

Bei nicht ausreichend desensibilisierender Wirkung von iBond Total Etch nochmals wie oben

beschrieben auftragen, belichten und die Inhibitionsschicht mit einem mit Alkohol getrankten

Pellet vorsichtig entfernen.

Sicherheitshinweise

¢ iBond Total Etch enthélt Ethanol. Ethanol ist leicht entzlindlich. Dampfe nicht einatmen.

e iBond Total Etch enthalt Glutaraldehyd. Durch Einatmen oder Verschlucken kdnnen
Gesundheitsschaden auftreten. Nach Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.

iBond Total Etch enthalt Methacrylate und Glutaraldehyd. Bei Haut- und Schleimhautkontakt
kénnen Reizungen oder Sensibilisierungen auftreten. Daher sollten Berlihrungen mit der
Haut, der Schleimhaut und den Augen z.B. durch die Verwendung von Kofferdam (Patient),
durch das Tragen von Schutzhandschuhen (Anwender) und das Tragen einer Schutzbrille
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(Anwender, Patient) vermieden werden. Bei Kontakt mit den Augen mehrere Minuten mit
Wasser splilen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen. Bei Hautkontakt mit
Wasser und Seife abwaschen.

Besondere Hinweise

* Nur fiir den zahnéarztlichen Gebrauch.
¢ Von Kindern fernhalten

e Eugenolhaltige Materialien kénnen die Polymerisation von iBond Total Etch beeintrachtigen.
* Flasche vor der Anwendung auf Raumtemperatur bringen.

¢ iBond Total Etch nach Verfallsdatum nicht mehr anwenden

Nebenwirkungen

Allergien gegen das Produkt oder seine Bestandteile kénnen im Einzelfall nicht ausgeschlossen
werden - Inhaltsstoffe sind im Verdachtsfall beim Hersteller zu erfragen. Im Falle einer Haut-
reaktion oder bei bekannten bzw. auftretenden Allergien das Produkt nicht mehr verwenden.

Lagerung

Bei Temperaturen von 4-25°C (40-77 °F) lagern. Die Lagerung im Kihlschrank ist moglich.
Das Adhésiv nur bei Raumtemperatur verwenden. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die
Haltbarkeit wird durch ungeeignete Lagerbedingungen verkurzt und die zuverléassige Funktion
des Produktes kann beeintrachtigt werden. Flasche unmittelbar nach Gebrauch stets dicht
verschlieBen.



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach
bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige
Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten
Produkte auf ihre Eignung flr die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwen-
dung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrolimdglichkeiten und
liegen daher ausschlieBlich in ihrem Verantwortungsbereich. Selbstversténdlich gewéhrleisten
wir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte nach MaBgabe unserer Allgemeinen Verkaufs-
und Lieferbedingungen.

Stand: 2009-01
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i ‘ BON D® Total Etch Instructions for use

Product description

iBond Total Etch is a light-cured single-component adhesive for use in adhesive restorative
dentistry. iBond Total Etch has been developed for the adhesive bonding of plastic filling
materials (e.g. composites, compomer, Polyglas®) to dental hard substances and laboratory-
fabricated restorations (e.g. ceramics).

With iBond Total Etch, priming, bonding and desensitizing can be done in one step. iBond
Total Etch is an ethanol based solution of light-activated, adhesive resins. Before using iBond
Total Etch, the dental hard substance is conditioned with an etching gel (etch&rinse).

Composition

iBond Total Etch contains:
e Methacrylate
e Ethanol

e Fillers

¢ Photoinitiators
e Glutaraldehyde



Indications

¢ Adhesive fixing of direct composite, Polyglas® and compomer restorations

¢ Adhesive fixing of indirect laboratory-fabricated ceramic, Polyglas® and composite restora-
tions (inlays, onlays, veneers and crowns)

¢ Treatment of hypersensitive tooth regions

=3

Read the instructions for use carefully before use. Observe the safety instructions
when using iBond Total Etch.

Application
1. Adhesive fixing of direct composite, Polyglas® and compomer restorations
1.1 Preparation

* The use of a rubber dam is recommended.

Clean tooth with a toothpaste free from oil and fluoride.

Prepare cavity as specified by the rules of adhesive filling treatment.

Rinse prepared site with water and blow-dry.

For deep cavities, we recommend protecting the dentine near the pulp with an appropri-

ate base filling (e.g. calcium hydroxide preparation and glass ionomer cement base fill-
ing). Cover the dentine near the pulp only. Leave the remainder of the cavity free for
adhesion of iBond Total Etch.



1.2 Conditioning

Prior to application of iBond® Total Etch to the cavity preparation, pre-treatment of the tooth
structure with an adequate etching gel is mandatory (e.g. iBond Etch 35 Gel/Gluma Etch 35
Gel, iBond Etch 20 Gel/Gluma Etch 20 Gel by Kulzer).

1.3 Application of iBond Total Etch

Place iBond Total Etch in a Dappen glass, pick it up with an applicator tip or a soft dispos-
able brush and apply it generously to the complete surface of the cavity.

Allow iBond Total Etch to set for 15 seconds.

iBond Total Etch contains ethanol as a solvent. Carefully evaporate solvent and residual
moisture under a gentle air stream until no movement of liquid can be detected.



An excessively strong air flow at the start of blow-drying will dilute the bonding and
@D may result in inadequate adhesion.

¢ The surface must be visibly shiny after application of iBond Total Etch and after evaporation
of the solvent. Make certain that the complete surface of the cavity is fully covered. If the
cavity does not appear to be completely shiny all over, apply iBond Total Etch a second time
as described above. Make sure that no excess remains in corners of the cavity.
Polymerise iBOND® Total Etch for 20 s with a halogen or LED polymerisation lamp. Use a
Kulzer Translux® polymerisation lamp or a polymerisation lamp with comparable intensity
(min. 400-500 mW/cm?).

Insufficient lamp intensity will result in inadequate adhesion. Polymerisation lamps

should be tested with reliable testing devices at regular intervals. The light emitting
@ window should be placed as close as possible to the plastic surface during poly-
merisation.

¢ Then immediately apply and process the filling material in the cavity as directed by the
manufacturer.

2. Adhesive fixing of indirect laboratory-fabricated ceramic, Polyglas® and composite
restorations (inlays, onlays, veneers and crowns)

2.1 Preparation of the restoration

Prepare restoration surface as directed by the manufacturer’s instructions for use.



2.2 Conditioning
Proceed as described in 1.

2.3 Application of iBond Total Etch

Make sure that no excess material is left in the corners of the cavity and that the
@ iBond Total Etch coating is carefully blow-dried before polymerisation.

Otherwise proceed as described in 1.

* Polymerise iBOND® Total Etch for 20 s with a halogen or LED polymerisation lamp (see
instructions above in 1.3).

e Apply resin cement (self-curing or dual-curing resin cement) as directed by the manufac-
turer’s instructions for use.

3. Treatment of hypersensitive tooth regions and cleaning the tooth
e Carefully rinse the surface with water and blow-dry.

.

3.1 Conditioning hypersensitive tooth regions

Proceed as described in 1.

3.2 Application of iBond Total Etch
Proceed as described in 1.



¢ Polymerise iBOND® Total Etch for 20 s with a halogen or LED polymerisation lamp (see
instructions above in 1.3).

e Carefully remove the oxygen inhibition layer with an alcohol-soaked pellet.

If the iBond Total Etch desensitisation effect is not sufficient, apply again as described above,

cure and carefully remove the inhibition layer with an alcohol-soaked pellet.

Safety instructions

iBond Total Etch contains ethanol. Ethanol is very flammable. Do not inhale vapour.

iBond Total Etch contains glutaraldehyde. If it is inhaled or swallowed, it may damage
health. Seek medical attention immediately if swallowed.

iBond Total Etch contains methacrylate and glutaraldehyde. Contact with skin or mucous
membranes may cause irritation or sensitisation. Prevent contact with skin, mucous mem-
branes and eyes by taking precautions such as a using a dental dam (patient), wearing
rubber gloves (dentist) and wearing safety glasses (patient, dentist). Rinse eyes with water
for several minutes after contact. Seek ophthalmological medical attention if pain persists.
Wash skin with water and soap after contact.

Special instructions:

e For dental use only.

Keep out of reach of children

Materials containing eugenol may affect the polymerisation of iBond Total Etch
Container must be at room temperature before use

.
.
.
¢ Do not use iBond Total Etch after the date of expiry



Side effects

Allergies to the product or its contents may occur in isolated cases. If an allergy is suspected,
request a list of its contents from the manufacturer. In the event of a skin reaction or an allergy,
do not use this product.

Storage

Store at temperatures of 4-25°C (40-77 °F). The product can be stored in refrigerator. Use the
adhesive at room temperature only. Do not expose to direct sunlight. The shelf life will be
reduced by unsuitable storage conditions and the function of the product may be affected.
Close the container tightly immediately after use.

Our instructions for use that are provided orally, in writing and by experiments are offered to
the best of our knowledge. They are nevertheless non-binding, including in regard to third
party trademark rights, and do not release the user from appropriately testing our delivered
products for their suitability for the intended procedures and purposes. The products are
used, applied and processed out beyond our control, and you are therefore exclusively
responsible. We of course guarantee the highest quality of our products in accordance with
our general terms of sales and delivery.

Dated: 2009-01
17



i|BOND® Total Etch Mods demplo

Description du produit

iBond Total Etch est un adhésif photopolymérisable monocomposant utilisable en dentisterie
restauratrice adhésive. iBond Total Etch a été développé pour le collage adhésif de de maté-
riaux résineux d’obturation (ex. composites, compomeéres, Polyglas®) sur la substance dure de
la dent et sur les restaurations fabriquées en laboratoire (ex. céramique). Grace a iBond Total
Etch, la préparation, le collage et la désensibilisation peuvent étre réalisés en une seule étape.
iBond Total Etch est une solution a base d’éthanol composée de résines adhésives a activa-
tion lumineuse. La substance dure de la dent doit étre préalablement conditionnée avec un gel
de mordancage (mordangage suivi d’un ringage) avant I'utilisation d’iBond Total Etch.

Composition

iBond Total Etch contient:
e du méthacrylate

e de I'éthanol

e des charges

¢ des photoinitiateurs

e du glutaraldéhyde



Indications

¢ Collage adhésif de restaurations directes en composite, Polyglas® et compomére.

¢ Collage adhésif de restaurations indirectes (inlays, onlays, facettes et couronnes) en com-
posite, Polyglas® et céramique fabriquées en laboratoire.

¢ Traitement de zones hypersensibles dentaires.

Lire attentivement le mode d‘emploi avant toute utilisation.
@) Respecter les précautions d’emploi lors de I'utilisation de iBond Total Etch.

Application
1. Collage adhésif de restaurations directes en composite, Polyglass® et compomeére.
1.1 Préparation

o [utilisation de la digue est recommandée.
Nettoyer la dent avec une pate prophylactique exempte d’huile et de fluor.
Préparer la cavité selon les régles habituelles d’obturation en dentisterie adhésive.
Rincer la préparation avec de I'eau et la sécher avec un jet d’air.
Dans le cas de cavités profondes, nous recommandons de protéger la dentine proche
de la pulpe avec un fond de cavité approprié (ex. hydroxyde de calcium ou ciment verre
ionomere). Recouvrir uniquement la dentine proche de la pulpe. Laisser le reste de la
cavité libre pour permettre I'adhésion du iBond Total Etch.



1.2 Conditionnement

Avant 'application du iBond Total Etch, il faut prétraiter la cavité préparée avec un gel de
mordangage adéquat (ex. iBond Etch 35 Gel/GLUMA® Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/
GLUMA® Etch 20 Gel de Kulzer) en respectant les recommandations du fabricant.

1.3 Application de iBond Total Etch

* Placer iBond Total Etch dans un godet Dappen en verre, prélever le produit a I'aide d’un
batonnet applicateur ou d’un pinceau a usage unique et I'appliquer généreusement sur
toute la surface de la cavité.

e Laisser agir iBond Total Etch pendant 15 secondes.
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* Le solvant contenu dans iBond Total Etch est de I’éthanol. Faire évaporer soigneusement le
solvant et I'humidité résiduelle a 'aide d’un faible jet d’air jusqu’a ce que tout mouvement
de liquide ait disparu.

Un jet d’air trop violent au début du séchage amoindrirait I'agent de
@ liaison et pourrait entrainer une adhésion insuffi sante.

¢ La surface doit étre visiblement brillante aprés I'application de iBond Total Etch et aprés
I’évaporation du solvant. S’assurer que toute la surface de la cavité est totalement recou-
verte par I'agent de liaison. Si I'ensemble de la surface de la cavité n’est pas brillant, appli-
quer iBond Total Etch une seconde fois selon la procédure décrite ci-dessus. Vérifier I'ab-
sence d’excédent dans les angles de la cavité. Polymériser iBOND® Total Etch pendant 20 s
avec une lampe a polymériser de type LED ou halogéne. Utiliser une lampe a polymériser
Translux® de Kulzer ou une lampe a polymériser d’intensité comparable (min. 400 a 500 mW/cm?).

Une intensité lumineuse trop faible entraine une adhésion insuffisante. Les lampes

doivent étre testées réguliérement a I’aide de testeurs fiables. Lors de la polyméri-
@D sation, la fenétre d’émission de la lumiére doit étre placée le plus pres possible de
la surface du matériau résineux.

¢ Appliquer ensuite immédiatement le matériau d’obturation dans la cavité selon les procé-
dures définies par le fabriquant.
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2. Collage adhésif de restaurations indirectes (inlays, onlays, facettes et couronnes) en
composite, Polyglas® et céramique fabriquées en laboratoire.

2.1 Préparation de la restauration

* Préparer la restauration en respectant le mode d’emploi du fabricant du matériau.

2.2 Conditionnement
Procéder comme décrit au paragraphe 1.

2.3 Application de iBond Total Etch

S’assurer qu’il ne reste pas d’excédent du matériau dans les angles de la cavité et
@3 que la couche d’iBond Total Etch a été soigneusement séchée a I'air avant la
polymérisation.

Sinon procéder comme décrit au paragraphe 1.

¢ Polymériser iBOND® Total Etch pendant 20 s avec une lampe a polymériser de type LED ou
halogéne (voir instructions ci-dessus au paragraphe 1.3).

¢ Appliquer le ciment résine (ciment résine autopolymérisable ou a prise duale) selon le mode
d’emploi du fabricant.
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3. Traitement des zones hypersensibles de la dent et nettoyage de la dent
¢ Rincer soigneusement la surface avec de 'eau et sécher avec un jet d’air.

3.1 Conditionnement des zones hypersensibles de la dent
Procéder comme décrit au paragraphe 1.

3.2 Application de iBond Total Etch

Procéder comme décrit au paragraphe 1.

e Polymériser iBOND® Total Etch pendant 20 s avec une lampe a polymériser de type LED ou
halogéne (voir instructions ci-dessus au paragraphe 1.3).

Eliminer soigneusement la couche d’inhibition de I'oxygéne avec une boulette de coton
imbibée d’alcool.

Si I'effet désensibilisateur de iBond Total Etch n’est pas suffisant, appliquer de nouveau le
produit comme décrit ci-dessus, le polymériser et éliminer la couche d’inhibition avec une
boulette de coton imbibée d’alcool.

Précautions d’emploi

¢ iBond Total Etch contient de I’éthanol. L’éthanol est un composant facilement inflammable.
Ne pas inhaler les vapeurs.

¢ iBond Total Etch contient du glutaraldéhyde. Il peut étre nocif pour la santé en cas d’inha-
lation ou d’ingestion. Consulter immédiatement un médecin en cas d’ingestion.

¢ iBond Total Etch contient du méthacrylate et du glutaraldéhyde. Un contact avec la peau ou
avec les muqueuses pourrait entrainer une irritation ou une sensibilisation. Eviter tout
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contact avec la peau, les muqueuses et les yeux en prenant diverses précautions comme
I'utilisation d’une digue (patient), le port de gants (dentiste) ainsi que de lunettes de sécurité
(patient, dentiste). En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de I'eau pendant
plusieurs minutes. Consulter un ophtalmologue si des douleurs persistent. En cas de
contact avec la peau, la nettoyer avec de I’eau et du savon.

Recommandations:

¢ Réservé a I'usage dentaire.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants

Les matériaux contenant de I'’eugénol peuvent affecter la polymérisation de iBond Total
Etch.

e Le récipient doit étre a température ambiante avant son utilisation

Ne pas utiliser iBond Total Etch aprés sa date d’expiration

Effets secondaires

Des allergies au produit ou a ses composants peuvent apparaitre dans des cas isolés. Si une
allergie est suspectée, demander une liste des composants du produit au fabriquant. En cas
d’allergie ou de réaction cutanée connues ou se déclarant, ne plus utiliser le produit.

Conservation

Conserver le produit a une température comprise entre 4 et 25° (40-77 °F). Le produit peut étre
conservé au réfrigérateur. Utiliser le produit uniquement & température ambiante. Ne pas
exposer directement aux rayons solaires. La durée de conservation du produit est écourtée
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en cas de conditions de conservation inappropriées et I'efficacité du produit peut en étre
altérée. Bien refermer le flacon immédiatement aprés son utilisation.

Notre consultation sur la maniére d’application, sous forme orale, écrite et par des essais est
effectuée au mieux de nos connaissances, mais n’est valable cependant que comme indica-
tion n’entrainant aucune obligation, de méme par rapport a des droits de protection éventuels
de tierces personnes, et ne vous libére pas de votre propre vérifi cation des produits livrés par
nous quant a leur qualifi cation pour les procédés et objectifs envisagés. L'application, I'utili-
sation et le traitement des produits sont effectués en dehors de nos possibilités de contrdle et
sont donc exclusivement du ressort de vos responsabilités. Bien entendu, nous garantissons
la qualité irréprochable de nos produits en conformité avec nos conditions générales de vente et
de livraison.

Mise & jour de I'information : 2009-01
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i| BON D® TOtaI EtCh Instrucciones de uso (&

Descripcion del producto

iBond Total Etch es un adhesivo fotopolimerizable monocomponente para uso en odontologia
restauradora adhesiva. iBond Total Etch ha sido creado para la fijacion adhesiva de materiales
de obturacién plasticos (p. ej., composite, compdmero y Polyglas®) a la sustancia dura del
diente y a las restauraciones fabricadas en el laboratorio (p. ej., ceramica).

iBond Total Etch permite realizar la preparacion, la fijacién y la desensibilizacién en un tGnico
paso. iBond Total Etch es una solucién etandlica de resinas adhesivas fotoactivadas. Antes de
aplicar iBond Total Etch, la sustancia dura del diente debe acondicionarse con un gel de gra-
bado (grabado y lavado).

Composicion

iBond® Total Etch contiene:
* Metacrilato

e Etanol

¢ Material de obturacién
e Fotoiniciadores

¢ Glutaraldehido
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Indicaciones

¢ Fijacién adhesiva de restauraciones directas de composite, Polyglas® y compdmero.

¢ Fijacién adhesiva de restauraciones indirectas de ceramica, Polyglas® y composite (inlays,
onlays, veneers y coronas) fabricadas en el laboratorio.

¢ Tratamiento de zonas dentales hipersensibles.

=3

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Preste
atencion a las instrucciones de seguridad durante el empleo de iBond Total Etch.

Aplicacion
1. Fijacion adhesiva de restauraciones directas de composite, Polyglas® y compémero
1.1 Preparacion

® Se recomienda usar un dique de goma.

Limpie el diente con una pasta dentifrica sin aceites ni fluoruros.

Prepare la cavidad siguiendo las directrices del tratamiento de obturacién adhesiva.
Lave la zona preparada con agua y séquela con un chorro de aire.

En caso de cavidades profundas, se recomienda proteger la dentina préxima a la pulpa

con una base adecuada (p. €j., preparacion de hidréxido de calcio y cemento de iond-
mero de vidrio). Cubra solamente la dentina préxima a la pulpa. Deje libre la superficie
restante de la cavidad para la aplicacion del adhesivo iBond Total Etch.
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1.2 Acondicionamiento

Antes de aplicar iBond® Total Etch en la cavidad preparada, se requiere el tratamiento previo
de la estructura dental con un gel de grabado adecuado (p. €j., iBond Etch 35 Gel/GLUMA
Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/GLUMA Etch 20 Gel de Kulzer).

1.3 Aplicacion de iBond Total Etch

* Vierta el producto iBond Total Etch en un vaso de Dappen y, a continuacion, utilice una
punta aplicadora o un cepillo blando desechable para aplicarlo abundantemente por toda
la superficie de la cavidad.

¢ Deje que iBond Total Etch actte durante 15 segundos.
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* iBond Total Etch contiene etanol como disolvente. Utilice un chorro suave de aire para
evaporar cuidadosamente el disolvente y la humedad residual hasta que no se observe
ningin movimiento de liquido.

=3

Un caudal de aire demasiado fuerte al inicio del secado con chorro de aire diluira la
fijacion y puede dar lugar a una adhesion insuficiente.

¢ La superficie tras la aplicaciéon de iBond Total Etch y la evaporacion del disolvente debe
quedar visiblemente brillante. Asegurese de haber cubierto completamente la superficie de
la cavidad. Si la cavidad no presenta un aspecto brillante en toda su extension, vuelva a
aplicar iBond Total Etch como se describe mas arriba. Asegurese de que no queden restos
del producto en los recovecos de la cavidad.
Polimerice iBOND® Total Etch durante 20 segundos con una lampara de polimerizacion
halégena o LED. Utilice una ldampara de polimerizacién Kulzer Translux® u otra de intensidad
similar (min. 400-500 mW/cm2).

=3

Una intensidad luminosa demasiado baja dara lugar a una adhesién insuficiente.
Las lamparas de polimerizacion deben revisarse periédicamente con instrumentos
de comprobacion fiables. Durante la polimerizacion, la ventana de emisién de luz
debe situarse lo mas cerca posible de la superficie plastica.

¢ A continuacion, aplique y procese inmediatamente el material de obturacién en la cavidad
siguiendo las instrucciones del fabricante.
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2. Fijacion adhesiva de restauraciones indirectas de ceramica, Polyglas® y composite
(inlays, onlays, veneers y coronas) realizadas en el laboratorio

2.1 Preparacion de la restauracion

¢ Prepare la superficie de restauracion siguiendo las instrucciones de uso del fabricante.

2.2 Acondicionamiento
Proceda segun se describe en el punto 1.

2.3 Aplicacion de iBond Total Etch

Asegurese de que no queden restos del producto en los recovecos de la cavidad
@D y que la capa de iBond Total Etch se haya secado cuidadosamente con un chorro
aire antes de la polimerizacion.

Por lo demas, proceda segun se describe en el punto 1.

e Polimerice iBOND® Total Etch durante 20 segundos con una lampara de polimerizacion
halégena o LED (véanse las instrucciones en el punto 1.3).

¢ Aplique el cemento de resina (autopolimerizable o de polimerizacién dual) siguiendo las
instrucciones de uso del fabricante.
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3. Tratamiento de zonas dentales hipersensibles y limpieza del diente
¢ Lave bien la superficie con agua y séquela con un chorro de aire.

3.1 Acondicionamiento de zonas dentales hipersensibles
Proceda segun se describe en el punto 1.

3.2 Aplicacion de iBond Total Etch

Proceda segun se describe en el punto 1.

e Polimerice iBOND® Total Etch durante 20 segundos con una lampara de polimerizacion
halégena o LED (véanse las instrucciones en el punto 1.3).

Elimine cuidadosamente la capa inhibidora de oxigeno con una torunda empapada en alco-
hol. Si el efecto de desensibilizacién de iBond Total Etch es insuficiente, vuelva a aplicar el
producto como se describe mas arriba, polimerice y elimine con cuidado la capa inhibidora
con una torunda empapada en alcohol.

Instrucciones de seguridad

¢ iBond® Total Etch contiene etanol. El etanol es muy inflamable. No inhale el vapor.

¢ iBond® Total Etch contiene glutaraldehido. Si se inhala o se ingiere puede resultar nocivo
para la salud. En caso de ingestion, consulte a un médico inmediatamente.

¢ iBond® Total Etch contiene metacrilato y glutaraldehido. El contacto con la piel o las mem-
branas mucosas puede provocar irritacion o sensibilizacién. Evite el contacto con la piel, las
membranas mucosas y los ojos tomando precauciones tales como usar un dique dental
(paciente) y llevar guantes de goma (odontdélogo) y gafas protectoras (paciente y odonté-
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logo). Lave los ojos con agua durante unos minutos después del contacto. Si el dolor per-
siste, consulte al oftalmélogo. Limpie la piel con agua y jabén después del contacto.

Instrucciones especiales:

® Para uso exclusivo en odontologia.

¢ Manténgase fuera del alcance de los nifios.

* Los materiales que contienen eugenol pueden interferir en la polimerizacion de iBond Total
Etch.

El envase debe estar a temperatura ambiente antes de su uso.

No utilice iBond Total Etch después de la fecha de caducidad.

Efectos secundarios:

En casos aislados pueden producirse alergias al producto o a sus componentes. Si se sospe-
cha una alergia, solicite al fabricante una lista de los componentes. En caso de reaccién
cutanea o alergia, deje de utilizar el producto.

Almacenamiento

Consérvese a una temperatura de 4-25°C (40-77°F). El producto puede guardarse en el frigo-
rifico. Utilice el adhesivo Unicamente a temperatura ambiente. No lo exponga a la luz solar
directa. Las condiciones de almacenamiento inadecuadas acortan el periodo de validez del
producto y pueden interferir en su funcién. Cierre herméticamente el envase inmediatamente
después de usarlo.
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Nuestra asesoria de aplicaciones técnicas, sea verbal, escrita 0 mediante ensayos, se lleva a
cabo conforme a nuestros mejores conocimientos del tema, sin embargo, sélo es valida a
manera de recomendacioén sin ningin compromiso, incluso con respecto a eventuales dere-
chos de proteccién de terceros, y no le exonera a usted de comprobar la idoneidad de los
productos suministrados por nosotros para los procedimientos y fi nes pretendidos. Aplica-
cién, uso y manipulacién de los productos estan mas alla de nuestras posibilidades de con-
trol, siendo, por tanto, responsabilidad exclusiva del usuario. Naturalmente, garantizamos la
impecable calidad de nuestros productos de acuerdo a nuestras Condiciones de Venta y
Suministro.

Revisién: 2009-01
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i‘ BON D® Total Etch Istruzioni per P'uso (D

Descrizione del prodotto

iBond Total Etch € un adesivo fotopolimerizzabile monocomponente da utilizzare in odontoia-
tria restaurativa adesiva. iBond Total Etch & stato formulato per il fissaggio adesivo di materiali
da otturazione a base di resine (ad es. compositi, compomeri, Polyglas®) alla struttura naturale
del dente e di restauri realizzati in laboratorio (ad es. ceramica).

iBond Total Etch consente di eseguire il priming e I’'adesione in un unico passaggio. iBond
Total Etch € una soluzione etanolica di resine adesive fotoattivabili. Prima di applicare iBond
Total Etch, le struttura del dente devono essere condizionate con un acido gel (etch&rinse).

Composizione

iBond Total Etch contiene:
* Metacrilato
e Etanolo

¢ Riempitivi

¢ Fotoiniziatori
e Glutaraldeide
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Indicazioni

¢ Fissaggio adesivo di restauri diretti in composito, Polyglas® e compomero

¢ Fissaggio adesivo di restauri indiretti, realizzati in laboratorio, in ceramica, Polyglas® e com-
posito (inlays, onlays, faccette e corone)

e Trattamento di aree ipersensibili del dente

@) Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per I'uso!

Durante I'applicazione di iBond Total Etch rispettare le avvertenze di sicurezza!

Applicazione
1. Fissaggio adesivo di restauri diretti in composito, Polyglas® e compomero
1.1 Preparazione

Si consiglia I'impiego di una diga in gomma.

Pulire il dente con una pasta priva di olio e fluoro.

Preparare la cavita rispettando le indicazioni per la ricostruzione diretta con tecnica
adesiva.

Irrigare con acqua la preparazione e asciugare con getto d’aria.

¢ In caso di cavita profonde, si consiglia di proteggere la dentina vicina alla polpa con un

adeguato strato di sottofondo (ad es. preparato a base di idrossido di calcio e sotto-
fondo a base di cemento vetroionomerico). Coprire solo la dentina vicina alla polpa.
Lasciare libera la restante superficie cavitaria per I'applicazione dell’adesivo iBond Total
Etch.
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1.2 Condizionamento

La cavita cosi preparata deve essere trattata con un acido gel, secondo le indicazioni del
produttore (p.e. iBond Etch 35 Gel/GLUMA Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/GLUMA Etch 20
Gel di Kulzer).

1.3 Applicazione di iBond Total Etch

¢ Versare iBond Total Etch in una vaschetta e con un bastoncino applicatore o con un pen-
nello monouso morbido applicarlo in eccesso sull’intera superficie cavitaria.

¢ Lasciare agire iBond Total Etch per 15 secondi.

36



¢ iBond Total Etch contiene etanolo come solvente. Far evaporare con cautela il solvente e
I'umidita residua con un leggero getto d’aria finché non ¢ piu visibile alcun movimento dello
strato di adesivo.

@ Un getto d’aria troppo potente all’inizio del procedimento comporta un eccessivo
assottigliamento dell’adesivo e pud causare un’adesione insufficiente.

¢ La superficie deve risultare visibilmente lucida, sia dopo I'applicazione di iBond Total Etch
che dopo la totale evaporazione del solvente. Assicurarsi di aver coperto I'intera superficie
cavitaria. Se la cavita non appare uniformemente lucida, applicare un nuovo strato di iBond
Total Etch come descritto sopra. Accertarsi che non rimangano residui di adesivo negli spi-
goli della cavita. Polimerizzare iBOND® Total Etch per 20 s con una lampada fotopolimeriz-
zatrice alogena o a LED. Il tempo di polimerizzazione si riferisce ad una lampada Kulzer
Translux® o a lampade fotopolimerizzatrici di intensita confrontabile (min. 400-500 mW/cm?).

Lampade con potenza inferiore riducono il potere adesivo. L’efficacia delle lam-

pade fotopolimerizzatici dovrebbe essere verificata a intervalli regolari con stru-
@D menti affidabili. Durante la polimerizzazione il puntale della lampada deve essere
posizionato il piu vicino possibile alla superficie da polimerizzare.

e Successivamente, applicare e lavorare immediatamente il materiale da otturazione nella
cavita rispettando le istruzioni per I'uso del produttore.
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2. Fissaggio adesivo di restauri indiretti, realizzati in laboratorio, in ceramica, Polyglas®
e composito (inlays, onlays, faccette e corone)

2.1 Preparazione del restauro

Preparare la superficie del restauro secondo le istruzioni per I'uso del produttore del materiale.

2.2 Condizionamento
Procedere come desctitto al punto 1.

2.3 Applicazione di iBond Total Etch

Accertarsi che non rimangano residui negli spigoli della cavita e che lo strato di
@3 iBond Total Etch venga accuratamente sottoposto ad un getto d’aria prima della
polimerizzazione.

Per il resto procedere come descritto al punto 1.

¢ Polimerizzare iBOND® Total Etch per 20 s con una lampada fotopolimerizzatrice alogena o
a LED (vedere le istruzioni al punto 1.3).

¢ Applicare il cemento resinoso (autoindurente o ad indurimento duale) secondo le istruzioni
per I'uso del produttore.
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3. Trattamento di aree ipersensibili del dente - Pulizia del dente
¢ |rrigare accuratamente con acqua e asciugare la superficie da trattare.

3.1 Condizionamento delle aree ipersensibili del dente
Procedere come desctitto al punto 1.

3.2 Applicazione di iBond Total Etch

Procedere come descritto al punto 1.

¢ Polimerizzare iBOND® Total Etch per 20 s con una lampada fotopolimerizzatrice alogena o
a LED (vedere le istruzioni al punto 1.3).

¢ Rimuovere con cautela lo strato inibito dall’ossigeno con un tamponcino imbevuto di alcol.

Se I'effetto desensibilizzante non ¢ sufficiente, applicare strati aggiuntivi di iBond Total Etch

come descritto precedentemente, fotopolimerizzare e rimuovere con cautela lo strato inibito

utilizzando un tamponcino imbevuto di alcol.

Avvertenze di sicurezza

¢ iBond Total Etch contiene etanolo. L’etanolo & faciimente inflammabile. Non inalare i vapori.
e iBond Total Etch contiene glutaraldeide. In caso di inalazione o ingestione possono insor-
gere disturbi. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

iBond Total Etch contiene metacrilato e glutaraldeide. In caso di contatto con la pelle e le
mucose possono insorgere irritazioni o sensibilizzazioni. Evitare quindi il contatto con la
pelle, le mucose e gli occhi, ad esempio quando si utilizza la diga in gomma (paziente) e
quando si indossano guanti protettivi (operatore) e occhiali protettivi (operatore, paziente).
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In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua per diversi minuti. Se persistono i
disturbi, consultare un oculista. In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua e sapone.

Avvertenze particolari

¢ Ad uso esclusivo dell’odontoiatra.
e Tenere lontano dalla portata dei bambini.

* Materiali contenenti eugenolo possono inibire la polimerizzazione di iBond Total Etch.

¢ Prima dell’'uso portare il flacone a temperatura ambiente.

¢ Non utilizzare iBOND Total Etch dopo la data di scadenza.

Effetti collaterali

Non sono da escludersi casi particolari di allergia verso il prodotto o i suoi componenti. In caso
di dubbio, richiedere I’elenco degli ingredienti al produttore. In caso di reazione cutanea o
allergia nota o recente, interrompere I'uso del prodotto.

Conservazione

Conservare a temperature di 4—-25°C (40-77 °F). E possibile conservare il prodotto in frigori-
fero. Utilizzare I’adesivo esclusivamente a temperatura ambiente. Evitare I’'esposizione diretta
ai raggi solari. Condizioni inadeguate di conservazione riducono la durata e compromettono la
sicurezza d’uso del prodotto. Subito dopo I'uso richiudere ermeticamente il flacone.
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La nostra consulenza in merito alle tecniche di applicazione sia verbale che scritta e sperimen-
tale si basa sullo stato della scienza, tuttavia vale solo come indicazione non vincolante, anche
in riferimento ad eventuali diritti di terzi e non vi esonera dall’effettuare prove in proprio dei
prodotti da noi forniti onde appurarne 'idoneita all’'uso ed ai processi previsti. L’applicazione,
I'uso e la lavorazione dei prodotti avviene al di l& delle nostre possibilita di controllo e rientra
pertanto solo ed esclusivamente nella vostra responsabilita. Garantiamo una qualita ineccepi-
bile dei nostri prodotti in conformita alle nostre Condizioni generali di vendita e di fornitura.

Aggiornamento al: 2009-01
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i| BON D® Total Etch Instrugées de uso

Descricao do produto

iBond Total Etch é um adesivo fotopolimerizavel de componente Unico para utilizagdo em
restauracdo adesiva odontolégica. iBond Total Etch foi desenvolvido para adesao de resinas
compostas (p. ex., compositos, compémero, Polyglas®) a estrutura natural dental e a restau-
racoes indiretas (p. ex., ceramicas).

Com iBond Total Etch, é possivel efetuar o preparo, a adeséo e a dessensibilizagdo em um sé
passo. iBond Total Etch € um adesivo resinoso fotoativado, a base de etanol. Antes de aplicar
iBond Total Etch, a estrutura dental deve ser condicionada com &cido (etch&rinse).

Composicao

iBond® Total Etch contém:
* Metacrilato
e Etanol

e Excipientes
¢ Fotoiniciadores
¢ Glutaraldeido
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Indicacoes

¢ Adesdo de restauragdes diretas em resinas compostas, Polyglas® e compdmero

e Adesdo de restauragcdes indiretas, em ceramica, Polyglas® e resinas compostas (inlays,
onlays, facetas e coroas)

e Tratamento de regides dentarias hipersensiveis

Leia atentamente as instrugcdes de uso antes da utilizagao do produto.
@) Respeite as instrucdes de seguranca durante a aplicagéo de iBond Total Etch.

Aplicacao
1. Adesao de restauracdes diretas em resina composta, Polyglas® e compémero
1.1 Preparo
* E recomendada a utilizagao de isolamento absoluto.
Limpe o dente com uma pasta profilatica livre de dleo e flior.
Prepare a cavidade segundo as especificagdes para restauragio adesiva.
Enxague o preparo com agua, e seque com jato de ar.
Para cavidades profundas, recomendamos proteger a dentina préxima da polpa com
um forramento adequado (por ex. hidréxido de célcio e cimento a base de ionémero de
vidro). Cubra apenas a dentina préxima da polpa. Mantenha o restante da cavidade livre
para a ades@o do iBond Total Etch.
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1.2 Condicionamento
Antes da aplicagéo do iBond® Total Etch no preparo cavitdrio, € obrigatério o pré-tratamento

da estrutura dental com um acido adequado (por ex. iBond Etch 35 Gel/GLUMA® Etch 35 Gel,
iBond Etch 20 Gel/GLUMA® Etch 20 Gel da Kulzer).

1.3 Aplicagao do iBond Total Etch

e Coloque o iBond Total Etch em um pote Dappen e, usando uma ponta aplicadora ou um
pincel descartavel, aplique-o generosamente em toda a superficie da cavidade.

¢ Deixe o iBond Total Etch agir por um periodo de 15 segundos.
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e iBond Total Etch contém etanol como solvente. Usando cuidadosamente um jato de ar
suave, evapore o solvente e a umidade residual, até perceber que nao ha mais qualquer
movimento de liquidos.

@ Um jato de ar excessivamente forte no inicio da secagem fara diluir os agentes de
adesao e pode tornar a adesao inadequada.

¢ A superficie deve estar visivelmente brilhante apds a aplicagdo de iBond Total Etch e apds
a evaporagao do solvente. Certifique-se de que toda a superficie da cavidade encontra-se
coberta. Se a cavidade ndo ficar com uma aparéncia uniformemente brilhante, aplique
novamente iBond Total Etch conforme o descrito anteriormente. Certifique-se da auséncia
de acumulo de adesivo nos cantos da cavidade. Polimerize iBOND® Total Etch por 20s
usando um fotopolimerizador de lampada halégena ou LED. Use um fotopolimerizador Kulzer
Translux® ou de intensidade semelhante (min. 400 - 500 mW/cm?).

Um fotopolimerizador com intensidade insuficiente provocara uma adesao ina-
dequada. Os fotopolimerizadores devem ser testados em intervalos regulares com

@D dispositivos confiaveis. A ponteira de luz do fotopolimerizador deve ser colocada o

mais proximo possivel da superficie a ser polimerizada durante a polimerizagéo.

¢ Depois aplique e processe imediatamente o material de restauragéo na cavidade, conforme
as instrugdes do fabricante.
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2. Adesao de restauracgées indiretas, realizadas em laboratério, em ceramica, Polyglas®
e resina composta (inlays, onlays, facetas e coroas)

2.1 Preparo da restauracao

Prepare a superficie da restauragéo conforme as instrugdes de uso do fabricante.

2.2 Condicionamento
Proceda conforme o descrito na etapa 1.

2.3 Aplicagéao do iBond Total Etch

Certifique-se da auséncia acumulo de adesivo nos cantos da cavidade, e que a
@D camada de iBond Total Etch foi cuidadosamente seca com jato de ar, antes da
polimerizagao.

Caso contrario, proceda conforme o descrito na etapa 1.

¢ Polimerize iBOND® Total Etch por 20-s usando um fotopolimerizador de Iampada halégena
ou LED (consulte as instru¢des acima na etapa 1.3).

¢ Aplique cimento resinoso (autopolimerizavel ou dual) conforme as instrugdes de uso do
fabricante.

46



3. Limpeza e tratamento das regidoes dentarias hipersensiveis
¢ Enxague cuidadosamente a superficie com agua e seque com jato de ar.

3.1 Condicionamento das regi6es hipersensiveis dentarias
Proceda conforme o descrito na etapa 1.

3.2 Aplicagéo do iBond Total Etch

Proceda conforme o descrito na etapa 1.

¢ Polimerize iBOND® Total Etch por 20-s usando um fotopolimerizador de lampada halégena
ou LED (consulte as instrugdes acima na etapa 1.3).

Remova cuidadosamente a camada de dispercéo (inibidora de oxigénio) com uma bola de

algodao embebida em alcool. Se o efeito de dessensibilizagdo do iBond Total Etch ndo for

suficiente, faga uma nova aplicagdo conforme descrito anteriormente, realize a polimerizacdo

e removacuidadosamente a camada de dispercdo com uma bola de algoddao embebida em

alcool.

Instrucoes de seguranca

iBond Total Etch contém etanol. O etanol é extremamente inflamavel. Nao inale o vapor.
iBond Total Etch contém glutaraldeido. Se inalado ou ingerido, pode provocar danos a
saude. Em caso de ingestéo, consulte imediatamente um médico.

iBond Total Etch contém metacrilato e glutaraldeido. O contato com a pele ou mucosas
pode provocar irritagdo ou sensibilidade. Evite o contato com a pele, mucosas e os olhos,
tomando precaucdes tais como a utilizagdo de um isolamento absoluto (paciente), luvas
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(dentista) e 6culos de seguranca (paciente e dentista). Em caso de contato com os olhos,
enxague com agua durante varios minutos. Consulte um oftalmologista se a dor persistir.
Em caso de contato com a pele, lave com agua e sabéo.

Instrucoes especiais:

¢ Uso exclusivo odontoldgico.
* Mantenha fora do alcance de criangas

¢ Materiais a base de eugenol podem afetar a polimerizagéo do iBond Total Etch

e Manter o produto a temperatura ambiente antes de sua utilizagdo

¢ Nao use iBond Total Etch apds a expirado o prazo de validade

Efeitos secundarios

Em casos isolados, podem ocorrer alergias ao produto ou aos seus componentes. Se suspei-
tar de alguma alergia, solicite uma lista dos componentes ao fabricante. Em caso de reacdo
cuténea ou alérgica, nao use este produto.

Armazenagem

Armazene em temperaturas entre 4 — 25°C (40 — 77°F). O produto pode ser armazenado em
um refrigerador. Use o adesivo apenas a temperatura ambiente. Ndo exponha o produto a luz
solar direta. Condigbes inadequadas de armazenagem podem reduzir a vida Util e afetar a
fungdo do produto. Feche o frasco imediatamente apds a utilizagéo.
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A nossa indicagéo técnica, sugestdes e recomendagdes para o uso deste produto sdo pres-
tadas de boa-fé e se baseiam em testes proprios e conhecimentos atualmente disponiveis.
Contudo, ndo devem ser consideradas como garantia de utilizagao. Isto se aplica também a
produtos de outros fabricantes que tenham sido mencionados ou aos direitos de propriedade
de terceiros envolvidos. Estes ndo isentam a obrigacéo de testar os produtos por nés forne-
cidos para determinar sua adequacéo ao uso pretendido. A aplicacéo final, a utilizagdo e o
processamento destes produtos estdo além de nosso controle e, por conseguinte, séo da
inteira responsabilidade do operador. Garantimos, certamente a qualidade incontestavel de
nossos produtos de acordo com nossas Condi¢des Gerais de Venda e Fornecimento.

Ultima revisao: 2009-01
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i| BON D® Total Etch Gebruiksaanwijzing D

Productbeschrijving

iBond Total Etch is een lichtuithardend ééncomponent-adhesief voor gebruik in de adhesieve
restauratieve tandheelkunde. iBond Total Etch is ontwikkeld voor de adhesieve bevestiging
van kunststof vulmaterialen (bijv. composieten, compomeren, Polyglas®) aan harde tandop-
pervlakken en in het laboratorium gemaakte restauraties (bijv. keramiek).

Met iBond Total Etch is primen, bonden en desensibiliseren in één stap mogelijk. iBond Total
Etch is een op ethanol gebaseerde oplossing van door licht geactiveerde, adhesieve kunsthar-
sen. Voor gebruik van iBond Total Etch het harde tandoppervlak met een etsgel conditioneren
(etch&rinse).

Samenstelling

iBond Total Etch bevat:
¢ Methacrylaat

e Ethanol
¢ Vulstoffen
e Fotoinitatoren

e Glutaaraldehyde
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Indicaties

¢ Adhesieve bevestiging van directe composiet-, Polyglas®- en compomeerrestauraties

¢ Adhesieve bevestiging van indirecte in het laboratorium gemaakte keramiek-, Polyglas®- en
composietrestauraties (inlays, onlays, veneers en kronen)
¢ Behandeling van overgevoelige tanden

=3

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens dit product te gebruiken.
Neem de veiligheidsinstructies in acht bij het gebruik van iBond Total Etch.

Toepassing
1. Adhesieve bevestiging van directe composiet-, Polyglas®- en compomeerrestauraties
1.1 Prepareren

e Het gebruik van een cofferdam wordt aanbevolen.

Reinig het element met een olie- en fluoridevrije pasta.

Prepareer de caviteit conform de regels voor adhesieve vullingstherapie.
Spoel de preparatie met water en blaas hem droog.

Voor diepe caviteiten raden we aan het dentine in de nabijheid van de pulpa te bescher-

men met een geschikte onderlaag (bijv. calciumhydroxide preparaat en glasionomeer-
cement onderlaag). Dek het dentine alleen in de nabijheid van de pulpa af. Laat de rest
van de caviteit onbedekt voor de hechting van iBond Total Etch.
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1.2 Conditionering

Voordat iBond® Total Etch op de geprepareerde caviteit wordt aangebracht, moet de tand-
structuur met een geschikte etsgel worden voorbehandeld (bijv. iBond Etch 35 Gel/GLUMA®
Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/GLUMA® Etch 20 Gel van Kulzer).

1.3 iBond Total Etch aanbrengen

¢ Doseer iBond Total Etch in een dappenglaasje, gebruik een applicatortip of een zachte
disposable kwastje en breng het overvlioedig aan op het gehele oppervlak van de caviteit.

e Laat iBond Total Etch 15 seconden inwerken.
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e iBond Total Etch bevat ethanol als oplosmiddel. Verdamp het oplosmiddel en resterende
vocht met behulp van een zachte luchtstroom tot er geen vloeistofbeweging meer is.

=3

Een te sterke luchtstroom aan het begin van het droogblazen, verdunt de bonding
en kan tot onvoldoende hechting leiden.

¢ Het oppervlak moet zowel na aanbrengen van iBond Total Etch als na verdampen van het
oplosmiddel, zichtbaar glanzen. Zorg dat het hele opperviak van de caviteit volledig is
bedekt. Als de caviteit niet volledig lijkt te glanzen, brengt u iBond Total Etch een tweede
keer aan zoals hierboven is beschreven. Zorg dat in de hoeken van de caviteit geen overtol-
lig materiaal achterblijft. Polymeriseer iBOND® Total Etch gedurende 20 seconden met een
halogeen of LED-polymerisatielamp. Gebruik een Kulzer Translux®-polymerisatielamp of
een polymerisatielamp met vergelijkbare intensiteit (min. 400 — 500 mW/cm3).

=3

Het gebruik van een te lage lampintensiteit leidt tot onvoldoende hechting.
Polymerisatielampen dienen regelmatig te worden getest met betrouwbare
testapparatuur. Het lichtafgevende venster moet tijdens de polymerisatie zo dicht
mogelijk bij het kunststof oppervlak gehouden worden.

e Breng vervolgens direct het vulmateriaal in de caviteit aan en verwerk het volgens de
gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.
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2. Adhesieve bevestiging van indirecte in het laboratorium gemaakte keramiek-, Poly-
glas®- en composietrestauraties (inlays, onlays, veneers en kronen)

2.1 Preparatie van de restauratie

Prepareer het restauratieoppervlak volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

2.2 Conditionering
Ga verder zoals onder 1 is beschreven.

2.3 iBond Total Etch aanbrengen

Zorg ervoor dat de hoeken van de caviteit geen overtollig materiaal bevatten en dat
@) de laag iBond Total Etch vé6r de polymerisatie zorgvuldig droog wordt geblazen.

Ga voor het overige verder zoals onder 1 is beschreven.

¢ Polymeriseer iBOND® Total Etch gedurende 20 seconden met een halogeen of LED-poly-
merisatielamp (zie instructies hierboven in 1.3).

¢ Breng bevestigingscement (zelf- of duaalhardend cement) aan volgens de gebruiksaanwij-
zing van de fabrikant.
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3. Behandeling van overgevoelige tanden Reinigen
* Spoel het oppervlak zorgvuldig met water en blaas het droog.

3.1 Conditioneren overgevoelige tanden
Ga verder zoals onder 1 is beschreven.

3.2 iBond Total Etch aanbrengen

Ga verder zoals onder 1 is beschreven.

¢ Polymeriseer iBOND® Total Etch gedurende 20 seconden met een halogeen of LED-poly-
merisatielamp (zie instructies hierboven in 1.3).

¢ Verwijder de zuurstofinhibitielaag zorgvuldig met een in alcohol gedrenkte pellet.

Als onvoldoende desensibilisatie wordt bereikt, brengt u iBond Total Etch opnieuw aan zoals

hierboven is beschreven, hardt het uit en verwijdert de zuurstofinhibitielaag laag met een in

alcohol geweekte pellet.

Velllgheldsmstructles

iBond Total Etch bevat ethanol. Ethanol is in licht ontvlambaar. Dampen niet inademen.
¢ iBond Total Etch bevat glutaaraldehyde. Inademen of inslikken kan de gezondheid schaden.
In geval van inslikken, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
iBond Total Etch bevat methacrylaat en glutaaraldehyde. Contact met de huid of slijmvlie-
zen kan irritatie of gevoeligheid veroorzaken. Voorkom contact met de huid, slijmvliezen en
ogen door voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het gebruik van een cofferdam (patiént),

55



het dragen van rubber handschoenen (tandarts) en het dragen van een veiligheidsbril (pati-
ent en tandarts). Na contact met de ogen deze gedurende enkele minuten met water spoe-
len. Bij aanhoudende pijn, medische hulp van een oogheelkundige inroepen. De huid na
contact met water en zeep wassen.

Speciale instructies:

¢ Uitsluitend voor tandheelkundig gebruik.
e Buiten het bereik van kinderen houden

* Materialen die eugenol bevatten, kunnen de polymerisatie van iBond Total Etch beinvioeden
o \erpakking moet véor gebruik op kamertemperatuur zijn

¢ iBond Total Etch niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken

Bijwerkingen

In uitzonderlijke gevallen kunnen allergieén voor het product of de bestanddelen ervan optre-
den. Als een allergische reactie wordt vermoed, dient u de fabrikant te vragen om een lijst met
bestanddelen. Dit product niet gebruiken als een huidreactie of een allergische reactie
optreedt.

Opslag

Bij een temperatuur van 4-25°C (40-77°F) opslaan. Het product kan in de koelkast worden
bewaard. Gebruik het adhesief uitsluitend op kamertemperatuur. Niet aan direct zonlicht
blootstellen. De houdbaarheid wordt verkort door ongeschikte opslagcondities en de presta-
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ties van het product kunnen hierdoor negatief worden beinvioed. De flacon na gebruik onmid-
dellijk goed sluiten.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel
van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwij-
zingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet
van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde
procédés en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten
vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verant-
woordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen,
beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfspre-
kend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze alge-
mene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Status: 2009-01
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i| BON D® Total Etch Bruksanvisning GB)

Produktbeskrivning

iBond Total Etch ar en ljushardande enkomponents adhesiv fér anvandning inom adhesiv
restaurativ tandvérd. iBond Total Etch har utvecklats fér adhesiv bindning av plastfyliningsma-
terial (t.ex. kompositer, kompomerer och Polyglas®) till hard tandsubstans och laboratorietek-
niska restaureringar (t.ex. i keram).

Med iBond Total Etch kan primning, bondning och desensibilisering géras i ett steg. iBond
Total Etch &r en etanolbaserad 16sning med ljusaktiverade, adhesiva resiner. Fére anvandning
av iBond Total Etch konditioneras den harda tandsubstansen med en etsgel (etch&rinse).

Sammanséttning

iBond Total Etch innehaller:
e Metakrylat

¢ Etanol blow

e Fillerpartiklar

¢ Fotoinitiatorer

e Glutaraldehyd
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Indikationer

¢ Adhesiv fastsattning av direkta restaureringar av komposit, Polyglas® och kompomerer

¢ Adhesiv fastséttning av indirekta laboratorietekniska restaureringar tillverkade i keram, Poly-
glas® och komposit (inlays, onlays, skalfasader och kronor)

¢ Behandling av hypersensibla tandytor

Las igenom bruksanvisningen noga innan produkten anvénds. Folj sakerhetsanvis-
@) ningarna vid anvandning av iBond Total Etch.

Applicering
1. Adhesiv fastsattning av direkta restaureringar av komposit, Polyglas® och kompome-
rer
1.1 Preparation
¢ Anvéndning av kofferdam rekommenderas.
Rengér tanden med olje- och fluoridfri tandkram.
Preparera kaviteten enligt reglerna for adhesiv fyllningsterapi.
Skolj preparationen med vatten och torka med luft.
For djupa kaviteter rekommenderar vi att det pulpanéra dentinet skyddas med en lamp-
lig underfylining (t.ex. kalciumhydroxidpreparat och glasjonomercement).
Tack endast det pulpanéra dentinet. L&mna aterstoden av kaviteten klar for adhesion
med iBond Total Etch.
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1.2 Konditionering

Innan iBond® Total Etch appliceras i den preparerade kaviteten ar forbehandling av tandstruk-
turen med en lamplig etsgel obligatorisk (t.ex. iBond Etch 35 Gel/GLUMA Etch 35 Gel, iBond
Etch 20 Gel/GLUMA Etch 20 Gel av Kulzer).

1.3 Applicering av iBond Total Etch

¢ Droppa iBond Total Etch i ett dappenglas, ta upp med applikatorspets eller mjuk engangs-
pensel och applicera rikligt pa hela kavitetetsytan.

e L&t iBond Total Etch verka i 15 sekunder.
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¢ iBond Total Etch innehéller etanol som Iésningsmedel. Anga bort I6sningsmedlet och kvar-
varande fuktighet med en svag luftstrém tills ingen vatskerorelse langre kan detekteras.

En alltfor stark luftstrom i borjan av torkningen gor att bondningen tunnas ut och
@ kan medféra otillracklig adhesion.

¢ Ytan maste vara synligt glansande efter applicering av iBond Total Etch och efter férangning
av Iésningsmedlet. Kontrollera att hela kavitetsytan &r fullstdndigt téckt. Om inte hela kavi-
teten ser glansande ut, appliceras ett andra skikt iBond Total Etch enligt ovanstdende
beskrivning. Kontrollera att inget dverskott finns kvar i kavitetens hérn.
Polymerisera iBOND® Total Etch i 20 sekunder med en halogen- eller LED-polymerisations-
lampa. Anvand en Kulzer Translux® polymerisationslampa eller en polymerisationslampa
med jamforbar ljusintensitet (min. 400-500 mW/cm?).

En lampa med for svag ljusintensitet medfér otillracklig adhesion. Polymerisations-
@ lampor bor testas regelbundet med tillforlitlig provningsapparatur. Vid polymerise-
ring placeras ljusledarens mynning s néra resinytan som majligt.

¢ Fylinadsmaterialet ska dérefter genast appliceras och bearbetas i kaviteten enligt tillverka-
rens anvisningar.
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2. Adhesiv fastsattning av indirekta laboratorietekniska restaureringar tillverkade i
keram, Polyglas® och komposit (inlays, onlays, skalfasader och kronor)

2.1 Preparation av restaureringen

Preparera restaureringens yta enligt tillverkarens bruksanvisning.

2.2 Konditionering
F6lj samma arbetsgang som beskrivs under 1.

2.3 Applicering av iBond Total Etch

Kontrollera att inget dverskott finns kvar i kavitetens hérn och att skiktet med iBond
@) Total Etch torkas omsorgsfullt fére polymerisering.

Folj annars samma arbetsgéng som beskrivs under 1.

¢ Polymerisera iBOND® Total Etch i 20 sekunder med en halogen- eller LED-polymerisations-
lampa (se anvisningarna under 1.3 ovan).

¢ Applicera resincement (sjalvhérdande eller dualhdrdande resincement) enligt tillverkarens
bruksanvisning.
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3. Behandling av hypersensibla tandytor och rengéring av tanden
e Skolj ytan omsorgsfullt med vatten och torka med luft.

3.1 Konditionering av hypersensibla tandytor
Folj samma arbetsgang som beskrivs under 1.

3.2 Applicering av iBond Total Etch

Folj samma arbetsgang som beskrivs under 1.

Polymerisera iBOND® Total Etch i 20 sekunder med en halogen- eller LED-polymerisations-
lampa (se anvisningarna under 1.3 ovan).

Avldgsna forsiktigt syreinhibitionsskiktet med en spritindrénkt pellet.

Om tillracklig desensibiliserande effekt inte uppnas med iBond Total Etch appliceras ett
andra skikt enligt ovanstaende beskrivning. Harda och avldgsna forsiktigt inhibitionsskiktet
med en spritindrankt pellets.

Sakerhetsanvisningar

¢ iBond Total Etch innehéller etanol. Etanol & mycket lattantandligt. Andas inte in &ngorna.

¢ iBond Total Etch innehaller glutaraldehyd. Om produkten inandas eller svéljs kan den skada
hélsan. Sk lakare genast om produkten svéljs.

¢ iBond Total Etch innehéller metakrylat och glutaraldehyd. Kontakt med hud eller slemhinnor
kan fororsaka irritation eller dverkanslighetsreaktion. Forhindra kontakt med hud, slemhin-
nor och égon genom att vidta forsiktighetsatgarder som att anvanda kofferdam (patient),
bédra gummihandskar (tandldkare) och bara skyddsglaségon (patient, tandlékare). Skélj
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6gonen med vatten i flera minuter efter kontakt. Sok 6gonlakare om smarta kvarstar. Tvatta
huden med tval och vatten efter kontakt.

Sarskilda anvisningar:

e Endast for dentalt bruk.
e Forvaras utom rackhall fér barn.

¢ Eugenolhaltiga material kan paverka polymerisationen av iBond Total Etch.

¢ Flaskan maste halla rumstemperatur fore anvandning.

¢ iBond Total Etch far inte anvandas efter utgdngsdatumet.

Biverkningar

Allergier mot produkten eller dess innehdllsamnen kan upptréda i enstaka fall. Om misstanke
om allergi finns ska du kontakta tillverkaren och begéara en lista pa produktens innehallsam-
nen. Anvand inte produkten i hédndelse av hudreaktion eller vid allergi.

Forvaring

Forvaras vid 4-25°C (40-77°F). Produkten kan forvaras i kylsk&p. Anvand adhesivet endast vid
rumstemperatur. Far inte exponeras for direkt solljus. Produktens hallbarhet férsamras genom
olampliga lagringsbetingelser och funktionen kan paverkas. Forslut flaskan genast efter
anvandning.
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Var brukstekniska radgivning, antingen i tal, skrift eller enligt forsok, sker efter basta forstand
och utan garanti och involverar inte rattsskyddet gentemot tredje part. Befriar inte fran egen
prévning om véra produkter &r Iampliga fér en planerad behandling. D& produkternas anvand-
ning och bearbetning sker utom var kontroll ligger ansvaret uteslutande hos behandlaren.
Naturligtvis garanterar vi for perfekt kvalitet pa produkterna enligt véra allménna férsaljnings-
och leveransvillkor.

Version: 2009-01
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i| BON D® Total Etch Brugervejledning

Produktbeskrivelse

iBond Total Etch er en lyshaerdende en-komponent adhaesiv, der anvendes som bonding i den
restaurerende tandpleje. iBond Total Etch er udviklet til adheesiv binding af plastfyldningsmate-
rialer f.eks. komposit, compomer, Polyglas® og laboratoriefremstillede restaureringer f.eks. keramik.
Med iBond Total Etch kan priming, bonding og desensibilisering ske i ét trin. iBond Total Etch
er en etanolbaseret adhzeesiv bestdende af lyspolymeriserbare, adhaesive resiner. For anven-
delse af iBond Total Etch setses emaljen (eets og skyl).

Sammensaetning

iBond Total Etch indeholder:
* Metacrylat

e Etanol

e Fillere

¢ Fotoinitiatorer
e Glutaraldehyd
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Indikationer

¢ Adhzesiv fiksering af direkte kompositte, Polyglas® -og compomere restaureringer.

e Adheesiv fiksering af indirekte laboratoriefremstillede keramik-, Polyglas®- og kompositte
restaureringer (inlays, onlays, facader og kroner)

¢ Behandling af folsom eksponeret dentin.

Lees brugsanvisningen omhyggeligt for anvendelse.
@) Overhold sikkerhedsvejledningerne ved anvendelse af iBond Total Etch.

Anvendelse
1. Adhzesiv fiksering af direkte kompositte, Polyglas®- og compomere restaureringer
1.1 Praeparation

¢ Anvendelse af en kofferdam anbefales.
Renger tanden med oliefri og fluoridfri pasta.
Praeparer kaviteten i henhold til reglerne for behandling af adhaesive fyldninger.
Skyl grundigt med vand, og terlaeg.
Ved profunde kaviteter anbefales det at anvende bunddaekning i pulpa-naere omrader
med f.eks. calciumhydroxid og glasionomer-cement. Daek kun dentinet nzer pulpa.
Resten af kaviteten behandles med iBond Total Etch.
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1.2 Konditionering
For applikation af iBond® Total Etch skal tanden aetses med en atsgel (f.eks. iBond Etch 35
Gel/GLUMA® Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/GLUMA® Etch 20 Gel fra Kulzer).

1.3 Applikation af iBond Total Etch

e Haeld iBond Total Etch i et Dappensglas. Applicer veesken med en blad borste eller lignende
i hele kaviteten.

e Lad iBond Total Etch virke i 15 sekunder.
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¢ iBond Total Etch indeholder etanol som oplesningsmiddel. Blaes forsigtigt tert indtil fugt og
etanolrester er fordampet.

Anvendes en for kraftig luftstrem ved terlaegningen, udtyndes adheesiven og
@ bindingsevnen forringes.

¢ Tandoverfladen skal fremsta skinnende blank efter applikationen af iBond Total Etch. Kon-
trollér, at hele kavitetens overflade er dzekket. Hvis kaviteten ikke er helt blank, skal iBond
Total Etch appliceres endnu en gang som beskrevet herover. Kontrollér, at der ikke er over-
skudsmateriale i kavitetens hjorner.
Polymerisér iBOND® Total Etch i 20 sekunder med en halogen- eller LED-polymeriserings-
lampe. Anvend en Kulzer Translux®-polymeriseringslampe eller en polymeriseringslampe
med lignende styrke (min. 400-500 mW/cm?).

Lyspolymeriseringslampe med mindre lysstyrke end ovenstadende kan medfere

svagere adhaesion. Polymeriseringslamper skal med jeevne mellemrum testes med
@ palideligt testudstyr. Lysstaven placeres sa taet som muligt pa kompositoverfladen
under polymerisering.

¢ Fyldningsmaterialet appliceres og behandles i henhold til producentens anvisninger.
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2. Adhaesiv fiksering af indirekte laboratoriefremstillede keramik-, Polyglas®- og kompo-
sitte restaureringer (inlays, onlays, facader og kroner)

2.1 Praeparation af restaureringen

Praeparér tanden som beskrevet i producentens brugsanvisning.

2.2 Konditionering
Fortseet som beskrevet i pkt. 1.

2.3 Applikation af iBond Total Etch

Undgé materialeoverskud i kavitetens hjerner. iBond Total Etch blaeses forsigtigt ter
@ inden polymerisering.

Fortseet i ovrigt som beskrevet i pkt. 1.

e Polymerisér iBOND® Total Etch i 20 sekunder med en halogen- eller LED-polymeriserings-
lampe (se anvisningerne herover i pkt. 1.3).

¢ Applicér resincement (selvhaerdende eller dualhzerdende resincement) som beskrevet i pro-
ducentens brugsanvisning.
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3. Behandling af felsomhed og rengering af tanden
Skyl overfladen grundigt med vand, og blzes ter.

3.1 Konditionering i forbindelse med folsomhed
Fortseet som beskrevet i pkt. 1.

3.2 Applikation af iBond Total Etch

Fortsaet som beskrevet i pkt. 1.

e Polymerisér iBOND® Total Etch i 20 sekunder med en halogen- eller LED-polymeriserings-
lampe (se anvisningerne herover i pkt. 1.3).

¢ Fjern omhyggeligt iltinhiberingslaget med en vatpellet dyppet i sprit.

Hvis iBond Total Etch ikke desensibiliserer tilstreekkeligt, gentages appliceringen som beskre-

vet herover. Fjern omhyggeligt inhiberingslaget med en vatpellet dyppet i sprit.

Sikkerhedsvejledninger

¢ iBond Total Etch indeholder etanol. Etanol er meget breendbart. Undgéa indanding af dampe.

¢ iBond Total Etch indeholder glutaraldehyd. Kan vaere sundhedsfarligt ved indénding og ind-
tagelse. Ved indtagelse, kontakt omgéende laege.

¢ iBond Total Etch indeholder metacrylat og glutaraldehyd. Kontakt med hud eller slimhinder
kan medfere irritation eller sensibilisering. Forebyg kontakt med hud, slimhinder og gjne
igennem anvendelse af en kofferdam (patient), brug af gummihandsker (tandlzege) og sik-
kerhedsbriller (patient, tandleege). Skyl gjnene med vand i flere minutter efter kontakt. Seg
ojenleege ved vedvarende gener. Vask huden med vand og saebe efter kontakt.
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Seerlige vejledninger:
e Kun til dental brug.
e Opbevares utilgaengeligt for barn.

e Materialer med eugenol kan pavirke polymeriseringen af iBond Total Etch.

* Beholderen skal have stuetemperatur for anvendelse.

¢ Anvend ikke iBond Total Etch efter udlebsdatoen.

Bivirkninger

Der kan opsta allergier i forbindelse med anvendelse af produktet i isolerede tilfeelde. Ved
mistanke om allergi, rekvireres en liste over produktets indhold hos producenten. Anvend ikke
dette produkt, hvis der opstér allergiske reaktioner.

Opbevaring

Opbevares ved temperaturer pa 4-25°C (40-77°F). Produktet kan opbevares i koeleskab.
Anvend kun adheesivet ved stuetemperatur. Ma ikke udszettes for direkte sollys. Holdbarhe-
den reduceres ved uegnede opbevaringsforhold, og produktets funktion kan pavirkes. Luk
beholderen taet straks efter anvendelse.
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Vore tekniske rad, sdvel mundtlige og skriftlige som ved forsag, er givet efter vor bedste over-
bevisning men uden garanti. Det geelder ogsa hvor 3. persons rettigheder er involveret. Det
fritager dog ikke dig fra pligten til at afprove produkter leveret af os og til at vurdere deres
egnethed til

de pateenkte metoder og formal. Appliceringen, anvendelsen og bearbejdningen af disse pro-
dukter er udenfor vores kontrol og er derfor udelukkende pa dit ansvar. Skulle vi til trods herfor
padrage os et ansvar for en skade er dette begraenset til veerdien af varer leveret af os og
anvendt af dig. Vi vil naturligvis levere produkter med palidelig kvalitet inden for rammerne af
vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Ajourfert: 2009-01
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i| BON D® Total Etch Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

iBond Total Etch er et lysherdende, enkomponent adhesiv for bruk i forbindelse med adhesiv
tannrestaurering. iBond Total Etch er utviklet for adhesiv bonding av plastbasert fyllingsmate-
riale (f.eks. kompositter, kompomerer, Polyglas®) til hard tannsubstans og laboratoriefremstilte
restaureringer (f.eks. keramisk materiale).

Med iBond Total Etch kan priming, bonding og desensibilisering utferes i ett trinn. iBond Total
Etch er en etanolbasert losning av lysaktiverte, adhesive resiner. For bruk av iBond Total Etch
behandles den harde tannsubstansen med en etsende gel (Etch&Rinse).

Sammensetning

iBond Total Etch bestér av:
e Metakrylat

e Etanol

e Fylimateriale

¢ Fotoinitiatorer

¢ Glutaraldehyd
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Indikasjoner

¢ Adhesiv bonding av direkte kompositt-, Polyglas®- og kompomerrestaureringer

¢ Adhesiv bonding av indirekte, laboratoriefremstilte keramiske restaureringer og Polyglas®-
og komposittrestaureringer (inlays, onlays, skallfasetter og kroner)

¢ Behandling av overfelsomme tannomrader

Les bruksanvisningen neye for bruk. Ta hensyn til sikkerhetsinstruksjonene nar du
@) bruker iBond Total Etch.

Bruk
1. Adhesiv bonding av direkte kompositt-, Polyglas® og kompomerrestaureringer
1.1 Klargjoring
® Bruk av en kofferdam anbefales.
Rengjer tannen med en tannpasta uten olje og fluorid.
Klargjer kaviteten i henhold til reglene for adhesiv fyllingsbehandling.
Det klargjorte omrédet skylles med vann og terrlegges.
Ved dype kaviteter anbefaler vi & beskytte dentinet i naerheten av pulpa med en egnet
underfylling (f.eks. et kalsiumhydroksidpreparat og glassionomersement).
Dekk kun dentinet naer pulpa. Resten av kaviteten skal vaere apen for adhesjon av iBond
Total Etch.
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1.2 Forhandsbehandling

For iBond® Total Etch paferes den klargjorte kaviteten, skal tannstrukturen forhdndsbehandles
med en egnet etsegel (f.eks. iBond Etch 35 Gel/GLUMA Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/
GLUMA Etch 20 Gel fra Kulzer).

1.3 Péforing av iBond Total Etch

* Plasser iBond Total Etch i et dappenglass, ta det opp med en applikatorspiss eller en myk
engangspensel og pafer rikelige mengder pa hele kavitetens overflate.

¢ LaiBond Total Etch fa virke i 15 sekunder.
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* iBond Total Etch inneholder etanol, som fungerer som lgsemiddel. La lasemiddel og rest-
fuktighet fordampe forsiktig under en svak luftstrom til det ikke lenger kan registreres vaes-
kebevegelse.

Hvis du bruker for sterk luftstrem ved begynnelsen av terrleggingen, vil bondingen
@ fortynnes, noe som kan fore til utilstrekkelig adhesjon.

e QOverflaten skal veere blank etter pafering av iBond Total Etch og etter fordamping av lose-
midlet. Forsikre deg om at hele kavitetens overflate er dekket fullstendig. Hvis kaviteten ikke
ser ut til & veere helt blank over alt, skal du pafere ett lag til med iBond Total Etch som
beskrevet ovenfor. Forsikre deg om at det ikke er overfladige mengder adhesiv i hjernene pa
kaviteten.

Polymeriser iBOND® Total Etch i 20 sekunder med en polymeriseringslampe (halogen eller
LED). Bruk en Kulzer Translux®-polymeriseringslampe eller en polymeriseringslampe med
tilsvarende intensitet (min. 400-500 mW/cm?).

For lav lampeintensitet vil fore til utilstrekkelig adhesjon. Polymeriseringslamper
@ skal testes med palitelig testingsutstyr med jevne mellomrom. Lysvinduet skal plas-
seres sd neer plastoverflaten som mulig under polymerisering.

¢ Deretter skal du straks fylle i og bearbeide fyllingsmaterialet i kaviteten i henhold til produ-
sentens instruksjoner.
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2. Adhesiv bonding av indirekte, laboratoriefremstilte keramiske restaureringer og Poly-
glas®- og komposittrestaureringer (inlays, onlays, skallfasetter og kroner)

2.1 Klargjore restaureringen

Klargjer restaureringsoverflaten i henhold til produsentens bruksanvisning.

2.2 Forhdndsbehandling
G& frem som beskrevet under punkt 1.

2.3 Pifering av iBond Total Etch

Forsikre deg om at det ikke er overflodige mengder adhesiv i hjernene pé kaviteten,
@) og at iBond Total Etch terrlegges forsiktig med luft for polymerisering.

G4 ellers frem som beskrevet under punkt 1.

¢ Polymeriser iBOND® Total Etch i 20 sekunder med en polymeriseringslampe (halogen eller
LED) (se instruksjonene under punkt 1.3).

o Pafor resinsement (selvherdende eller dualherdende resinsement) i henhold til produsen-
tens bruksanvisning.
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3. Behandling av overfglsomme tannomrader og rengjering av tannen
e Omradet skylles grundig med vann og terrlegges.

3.1 Forhdndsbehandling av overfolsomme tannomrader
G& frem som beskrevet under punkt 1.

3.2 Pifering av iBond Total Etch

Ga frem som beskrevet under punkt 1.

¢ Polymeriser iBOND® Total Etch i 20 sekunder med en polymeriseringslampe (halogen eller
LED) (se instruksjonene under punkt 1.3).

¢ Fjern forsiktig laget med oksygeninhibitor med en bomullspellet dynket med alkohol.

Hvis iBond Total Etch ikke gir tilstrekkelig desensibiliseringseffekt, skal du pafere ett lag til som

beskrevet ovenfor, herde dette og forsiktig fierne oksygeninhiberingen med en bomulispellet

dynket med alkohol.

Sikkerhetsinstruksjoner

¢ iBond Total Etch inneholder etanol. Etanol er sveert brannfarlig. Ikke pust inn dampen.

¢ iBond Total Etch inneholder glutaraldehyd. Dette kan vaere helseskadelig hvis det pustes inn
eller svelges. Oppsok lege umiddelbart ved svelging.

iBond Total Etch inneholder metakrylat og glutaraldehyd. Kontakt med hud eller slimhinner
kan forarsake irritasjon eller sensibilisering. Unnga kontakt med hud, slimhinner og eyne
ved & ta forholdsregler — for eksempel bruk av kofferdam (pasient), gummihansker (tann-
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lege) og vernebriller (pasient, tannlege). Skyll aynene med vann i flere minutter etter kontakt.
Oppsok oyelege ved vedvarende smerter. Vask huden med vann og sépe etter kontakt.

Spesielle instruksjoner:
e Kun for tannbehandling.
e Oppbevares utilgjengelig for barn.

¢ Materiale som inneholder eugenol kan pavirke polymeriseringen av iBond Total Etch.

¢ Beholderen mé& vaere romtemperert for bruk.

¢ Bruk ikke iBond Total Etch etter siste forbruksdato.

Bivirkninger

Produktet eller produktets bestanddeler kan i enkelte tilfeller utlese allergiske reaksjoner. Ved
mistanke om allergi skal du be om 4 fa en liste over produktets bestanddeler fra produsenten.
Hvis det oppstar en hudreaksjon eller en allergisk reaksjon, skal dette produktet ikke brukes.

Oppbevaring

Oppbevares ved 4-25°C (40-77°F). Produktet kan oppbevares i kjoleskap. Adhesivet skal kun
brukes ved romtemperatur. Skal ikke eksponeres for direkte sollys. Produktets levetid reduse-
res hvis det ikke oppbevares pa riktig mate, og produktets funksjon kan svekkes. Lukk behol-
deren godt igjen umiddelbart etter bruk.
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Vare tekniske rad angdende anvendelse, muntlig, skriftlig eller ved forsek, er gitt i god tro og
etter beste viten, men uten garanti og uten noe ansvar overfor tredjepart. De fritar ikke bruker
fra ansvaret for & teste produktenes egnethet for tiltenkte metoder og formél. Anvendelsen og
bearbeidingen av produktene er utenfor vare kontrolimuligheter og herer derfor utelukkende
inn under brukerens ansvarsomrade. Vi pa vér side vil, naturligvis,levere produkter med upa-
klagelig kvalitet i henhold til vare alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

Redaksjonen avsluttet: 2009-01
81



i| BOND’ Total Etch Kiyttéohjeet (7D

Tuotteen kuvaus

iBond Total Etch on valokovetettava, yksikomponenttinen adhesiivi adhesiivikorjauksiin. iBond
Total Etch on kehitetty muovisten tayttémateriaalien (kuten komposiittien, kompomeerien,
Polyglasin®) adhesiiviseen yhteenliittdmiseen koviin hammasaineisiin ja laboratoriossa valmis-
tettuihin korjauksiin (kuten keraamit).

iBond Total Etch -adhesiivia kayttdmalla tayttdminen, kiinnitys ja arkuuden hoito voidaan
tehda yhdessa vaiheessa. iBond Total Etch on etanolipohjainen, valossa aktivoituva adhesiivi-
hartsineste. Ennen kuin iBond Total Etch -adhesiivia kdytetdan, kova hammasaines kéasitellaan
etsausgeelilla (etsaus & huuhtelu).

Koostumus

iBond Total Etch sisaltaa:
metakrylaattia
etanolia

tayteaineita
valoaktivointiaineita
glutaraldehydea.
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Indikaatiot

e Suorien komposiitti-, Polyglas® - ja kompomeerikorjausten adhesiivikiinnitys

e Epésuorien, laboratoriossa valmistettujen keraamisten korjausten, Polyglas®- ja komposiit-
tikorjausten (inlay- ja onlay-taytteet, laminaatit, kruunut) adhesiivikiinnitys

e Hampaiden erittdin herkkien alueiden hoito

Lue kayttdohjeet huolellisesti ennen tuotteen kéytté&. Noudata turvaohjeita iBond
@) Total Etch -adhesiivin kaytossa.

Kaytto
1. Suorien komposiitti-, Polyglas®- ja kompomeerikorjausten adhesiiviki
1.1 Valmistelu

* Rubber Dam -kumisuojuksen kayttd on suositeltavaa.
Puhdista hammas hammastahnalla, joka ei sisélla 6ljya tai fluoria.
Preparoi kaviteetti adhesiivitdyttdmenetelman saantdjen mukaan.
Huuhtele preparoitu kohta vedelld ja kuivaa ilmalla puhaltamalla.
Syville kaviteeteille suosittelemme suojaamaan dentiinin lahella hampaan ydinta sopi-
valla perustaytteelld (kuten kalkkihydroksidivalmisteella ja lasi-ionomeerisementilla).
Peita ainoastaan dentiini hampaan ytimen lihella. Al4 laita iBond Total Etch -adhesiivia
muualle kaviteettiin.
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1.2 Esikéasittely

Hammasrakenne on ehdottomasti esikasiteltdva sopivalla etsausgeelilla (kuten Kulzerin iBond
Etch 35/GLUMA Etch 35 tai iBond Etch 20/GLUMA Etch 20 -geelilld) ennen kuin iBond® Total
Etch —adhesiivia laitetaan preparoituun kaviteettiin.

1.3 iBond Total Etch -adhesiivin kadytto

¢ Laita iBond Total Etch -adhesiivi dappen-lasiin, ota sitd applikaattorin karjelld tai pehmealla
kertakayttoiselld harjalla ja levité sitd runsaasti kaviteetin koko pinnalle.

¢ Anna iBond Total Etch -adhesiivin asettua 15 sekunnin ajan.
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¢ iBond Total Etch siséltda etanolia liottimena. Haihduta liuotin ja kosteus huolellisesti kevy-
elld iimapuhalluksella, kunnes neste ei enaa liiku.

@ Jos ilmaa puhalletaan liian voimakkaasti kuivauksen alussa, kiinnitys laimenee,
minka seurauksena adheesio ei ole ehka riittavaa.

¢ Pinnan on oltava selvasti kiiltava iBond Total Etch -adhesiivin laittamisen ja liuotteen haihtu-
misen jalkeen. Varmista, ettd kaviteetin koko pinta on taysin peitetty. Jos kaviteetti ei ndyta
joka puolelta kiiltavalta, liséa iBond Total Etch -adhesiivia toisen kerran yll& kuvatulla tavalla.
Varmista, ettei kaviteetin kulmiin j&é yhtéén liikaa ainetta. Polymerisoi iBond® Total Etch 20
sekunnin ajan halogeeni- tai led-polymerisointivalolla. Kaytd Kulzerin Translux®-

polymerisointivaloa tai vastaavan voimakkuuden omaavaa polymerisointivaloa (min. 400—
500 mW/cm?).

Adheesio voi olla riittdméatonta, jos valo ei ole riittdvan voimakas. Polymerisointiva-
@ lot tulee testata saanndllisesti luotettavilla testauslaitteilla. Valoikkuna tulee sijoittaa
mahdollisimman lahelle muovipintaa polymerisoinnin aikana.

o Laita ja tyosta tayttomateriaali tdmén jalkeen heti kaviteettiin valmistajan ohjeiden mukaan.
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2. Epasuorien, laboratoriossa valmistettujen keraamisten korjausten, Polyglas®- ja kom-
posiittikorjausten (inlay- ja onlay-taytteet, laminaatit, kruunut) adhesiivikiinnitys

2.1 Korjauksen preparointi

Preparoi korjauksen pinta valmistajan kayttéohjeiden mukaan.

2.2 Esikasittely
Toimi kohdassa 1 annettujen ohjeiden mukaan.

2.3 iBond Total Etch -adhesiivin kdytto

Varmista, ettei kaviteetin nurkissa ole yhtdéan ylimaaraisté materiaalia ja etta iBond
@ Total Etch -pinta kuivataan ilmapuhalluksella huolellisesti ennen polymerisointia.

Muussa tapauksessa, toimi kohdassa 1 annettujen ohjeiden mukaan.

e Polymerisoi iBond® Total Etch 20 sekunnin ajan halogeeni- tai led-polymerisointivalolla
(katso ohjeet kohdasta 1.3).

e Laita hartsisementti (itsekovettuva tai kaksoiskovettuva hartsisementti) valmistajan kaytto-
ohjeiden mukaan.
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3. Erittdin herkkien hammaspintojen kasittely ja hampaan puhdistaminen
¢ Huuhtele pinta huolellisesti vedella ja kuivaa ilmalla puhaltamalla.

3.1 Erittdin herkkien hammaspintojen késittely
Toimi kohdassa 1 annettujen ohjeiden mukaan.

3.2 iBond Total Etch -adhesiivin kdytto

Toimi kohdassa 1 annettujen ohjeiden mukaan.

e Polymerisoi iBond® Total Etch 20 sekunnin ajan halogeeni- tai led-polymerisointivalolla
(katso ohjeet kohdasta 1.3).

¢ Poista hapenestokerros huolellisesti alkoholiin kastetulla tupolla.

Jos iBond Total Etch -adhesiivin turrutusvaikutus ei ole riittava, laita sitéd uudelleen yll& kuva-

tulla tavalla, késittele ja poista estokerros huolellisesti alkoholiin kastetulla tupolla.

Turvaohjeet

iBond Total Etch sisélta4 etanolia. Etanoli on erittain herkésti syttyvaa. Ala hengita hoyrya.
¢ iBond Total Etch sisaltaa glutaraldehydea. Sisdan hengitettyna tai nieltyna se voi olla terve-
ydelle haitallista. Jos tuotetta nielldén, hakeudu heti 1aékarin hoitoon.

iBond Total Etch siséltdd metakrylaattia ja glutaraldehydea. Kosketus ihoon tai limakalvoille
voi aiheuttaa &rsytysta tai herkistymista. Esta kosketus ihoon, limakalvoille tai silmiin varo-
toimilla, kuten kéyttdmalla hammassuojusta (potilas), kumikéasineita (hammaslagkari) ja suo-
jalaseja (potilas, hammaslagkari). Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmia vedelld useiden
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minuuttien ajan. Jos kipu jatkuu, ota yhteys silméalaakariin. Pese altistunut iho vedelld ja
saippualla.

Erityisohjeet:

¢ Vain hammashoitoon.
e Sailyté lasten ulottumattomissa.

¢ Eugenolia siséltavat materiaalit voivat vaikuttaa iBond Total Etchin polymerisoitumiseen.

¢ Tuotepakkauksen on oltava huoneldmpdinen ennen kayttoa.

« Ala kéyta iBond Total Etchia viimeisen kayttopaivan jalkeen.

Sivuvaikutukset

Yksittaisissa tapauksissa saattaa esiintya allergisuutta tuotteelle tai sen ainesosille. Jos aller-
giaa epailladn, pyyda ainesosaluettelo valmistajalta. Ala kéyta tété tuotetta, jos iho-oireita tai
allergiaa esiintyy.

Sailytys

Saéilyta 4-25°C:n lampdtilassa (40-77°F). Tuote voidaan sailyttaa jadkaapissa. Kayta adhesiivia
ainoastaan huoneen lampéisena. Ala altista suoralle auringonvalolle. Séilytysaika lyhenee
sopimattomissa sailytysolosuhteissa ja tuotteen toiminta voi heikentya. Sulje pakkaus tiukasti
heti kayton jalkeen.
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Sanalliset, kirjalliset tai kokemukseen perustuvat tekniset ohjeemme annetaan vilpittémassa
mielessé mutta ilman takuita, ja tdma patee myds kolmansien osapuolten omistusoikeuksien
ollessa kyseessa. Ohjeet eivat vapauta kayttdjia velvollisuudesta kokeilla toimittamiamme
tuotteita ja varmistua niiden soveltuvuudesta aiottuihin prosesseihin ja kaytttarkoituksiin.
Tuotteiden kayttd ja kasittely eivéat ole meidén valvonnassamme, ja siitéd syystéd kayttdja on
niista yksin vastuussa. Jos tasté huolimatta joudumme vastuuseen jostakin vahingosta, vas-
tuu rajoittuu toimittamiemme ja kayttajan kayttdmien tuotteiden arvoon. Takaamme tietenkin
tuotteidemme ehdottoman korkealaatuisuuden yleisten myynti- ja toimitusehtojemme mukai-
sesti.

Painos: 2009-01
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i| BON D® Total Etch 08nyieg xpriong

Mepypadn Touv poidvtog

To iBond Total Etch (UAkd oAikng adpoTttoinong) gival éva dwToTToAUPEPI{OPEVO CUYKOANTIKO
£VOG ouOTATIKOV YA XPRON OTNV ATIOKATACTATIKF) 0SOVTIATPIKK He SUYKOAANTIKA LAKA. To iBond
Total Etch éxet avarrtuxBei yia ouykdAAnon VAWV €udpadng (T.x. PNTIVEG, CUPTIOALUEPN,
Polyglas®) oe oKANpEG 0SOVTIKEG OUTIEG KAl ATIOKATACTACELG EPYACTNPLAKIG KATAOKEUNG (TT.X.
KEPAUIKEG).

Me 10 iBond Total Etch, n mpwtoyevrq emiotpwaon, N SUYKOAANON Kal n arevaliodnToToinon
pttopei va yivouv oe éva Bripa. To iBond Total Etch eival éva SiaAupa dwToeVEPYOTIOIOUHEVWV,
OUYKOAANTIKWV pNTIvwv pe Bdaon tnv ailbavoAn. Mptv ) xprion tou iBond Total Etch, n okAnpn
odovTikn ouoia TipoeToldletal pe yéAn adporttoinong (adpottoinon & €KTtAuvon).

ZovBeon

To iBond Total Etch mepiéxet:
* MeBakpuAlkd

ABavoin

‘Exdoxa

DWTOEKKIVNTES
Moutapardeidn
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Evéeigelg
® UYKOAANon Gueowv arokatactacewv amd pntiveg, Polyglas® kat cupTtoAupepn
® JUYKOAANON EUHECWV KEPAUIKWY ATIOKATAOTACEWY EQYACTNPLAKNG KATAOKELNG, KABWG Kat

arnokataotdoewv and Polyglas® kal pntiveg (€vBeta, emévleta, OYPelg kat oTepAaveq)

* Qgparteia LTIEPELAICONTWVY OSOVTIKWYV TIEPLOXWV

=3

AwaPaote TIG 08nYyieg XPrionNG TIPOCEKTIKA TIplV artd tn xprion. Na tnpeite Tig
odnyieq aodaleiag katd tn xprjon tou iBond Total Etch.

Edappoyn

1. ZuykOAANGON QUECWV ATTOKATACTACEWV amd pntivn, Polyglas® kai cupttoAvpepn.

1.1 Mpoetowacia

Zuviotdtal n xprion eAACTIKOL amopovwThiead.
KaBapiote to §6VTL Pe pla odovtokpepa xwpig EAata kat ¢peoplo.
MpoeTodote TNV KOINOTNTA OTIWG TipoadlopileTal amd Toug Kavoveg Tng Bepareiag

EUPPAENG PE CUYKOANNTIKO LAIKO.
o EKTTAOVETE TNV TIPOETOLUACUEVN TIEPLOXN HE VEPO KAl OTEYVWOTE PE AgPal.

Ma BabiEg KOINOTNTEG, CUVIOTOUHE TNV TIPOOTASIA TNG 0SOVTIVNG KOVTA OTOV TIOADO HE

KATAAANAO oLSETEPO OTPWHA (T.X. TTapackebaopa LSPoEeLdiov Tov aoPeoTiou Kal eTi-
oTpwaon pe vahoiovouepry Kovia). KaAOyTe Tnv odovTivn povo Kovtd otov TIoAdO. Adri-
oTe TNV LTIOAOLTIN KOIAOTNTA EAEVBEPN yla oLyKOAANoN pe iBond Total Etch.
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1.2 Mpoepyacia

Mptv TNV edappoyr) Tou iBond® Total Etch otnv TipogTolpacia TnG KONOTNTAG, aratTeital TIpo-
ene€epyaocia G odovTIKAG Sopng e KaTAAANAN yéAn adportoinong (tt.x. iBond Etch 35 Gel/
GLUMA® Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/GLUMA® Etch 20 Gel tng Kulzer).

1.3 E¢pappoyrj Tou iBond Total Etch

e TomoBetriote To iBond Total Etch og éva yudAwvo tydio, TapTe TO pe €va el8IKO BOUPTOAKL
TOTIOBETNONG 1 PE €va PAAaKO TIVEAAKL plag Xprioewg kat ebappodote adbovn moodtnTa
arod autd oe 0AOKANPEN TNV eTIIPAVELA TNG KOINOTNTAG.

e Adnote to iBond Total Etch va peivel yia 15 devtepolertta.
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e To iBond Total Etch mepiéxel ailBavoin wg SlaAitn. E€atpiote pooekTIKA Tov SIAAUTN Kat
TNV aropévouoa vypacia GuowvTag ATA Pe agpa €wg 6Tou Sev evrtoTtileTal TIAEoV Kivnon
TOUL LYPOU.

Mia uTtepBOAIKA LOXLPH POH agpa oTnV apxr Tou oTeyvwuatog Ba SlaAvoel To
@ OUYKOAANTIKO TIAPAyovTa Kal PTIoPEi va KATaAR&eL oe aveTtapkr) cUYKOAANGN.

e H emupavela pémel va eival epdavig oTINTIVR HETA TNV epappoyr} Tou iBond Total Etch kat
TNV e€atpion tou SlaAuTn. BeBawwbeite 011 €xel TANPWG kaAudBei oOAOKANPN N eTiIdAVELD TNG
KOINOTNTAG. Av N KO\OTNTa dev ¢aiveTal va eival TIAPWG OTIATIVH) Ttavtol, ePappooTe
iBond Total Etch yia SeUtepn dopd, omwg Teplypddetal aparnavw. Ppovtiote va pnv
TIAPapEVEL TIEPITTELA OTIC YWVIEG TNG KOINOTNTAG. MoAupepiote To IBOND® Total Etch yia 20
s pe Auxvia ToAupeplopol ahoyovou i LED. Xpnowottorjote pia Auxvia TIOALHEPLIOHOD
Kulzer Translux® 1 pia Auxvia TTOAUHEPIOMOL pe OLYKpioln évtaon (tovAdyiotov 400-500
mW/cm?).

Avemtapkng évtaon Avyviag Ba €xel wg arotéAeopa avemapkr cuykdAAnon. Ot

Avxvieg TToAupeplopoL Ba TIPETIEL va eEAEyXovTal Pe afLOTIOTEG CUOKEVEG SOKIUNG O
@ TaKTIKA Slaotrhpata. H ¢pwtobupiba Ba pérel va tomtobeteitat 6oo yivetal Tio
KOVTA OTNV ETIIHAVELQ TOU UAIKOU KATA TOV TIOAUUEPLOHO.

o Katomiv epappoéote apéows Kat SIapopdwote To LAIKO Eudpagng otnv KoINOTNTA cOpdwva
UE TIG 08nYieg TOL KATAOKELAOTH).
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2. ZUYKOAANTIKN OTEPEWON EUUECWV ATTOKATACTACEWV EPYACTNPIAKNG KATAOKELNG Ao
KEPAUIKA LAIKA, Polyglas® kat pntivn (€vBeta, emévOeTa, OPelg Kal oTedpaveg)

2.1 MpoeTolpacia TnNG amokaraoraocng

MpoeToldote TV emidbAvela TNG ATTOKATACTAONG CUHdWVA PE TIG 0dnyieg Xpriong Tou kata-
OKeELAOTH.

2.2 lMpoepyacia
Mpoxwpriote 6TwG Teplypddetal otnv evotnta 1.

2.3 Egpapuoyr Tou iBond Total Etch

DpovTioTe va pnv TIapapével TEEPIooela OTIG YWVIEG TNG KOINOTNTAG KAl N ETIKAALYN
@ iBond Total Etch va oteyviveTal TIPOCEKTIKA PE A€PA TIPLV TOV TIOAUHEPLOMO.

AladopeTikd, TIPOXWPENOTE OTIWG TTeplypddeTal otnyv evotnta 1.

¢ [MoAvpepiote To IBOND® Total Etch yia 20 s pe Avxvia TtoAupeptopol ahoyovou i LED (BA.
odnyieg Tapamavw otnv evétnTa 1.3).

¢ Edapudote Tn pntividdn Kovia (QuToTIoAUHEPILOPEVN 1) SITTAOL TIOAUMEPIOHOU) cOpdWVa HE
TIG 08NYiEG XProNG TOL KATAOKELAOTT).

3. Eme€epyacia vmepeuaiocbNTwv 080VTIKWV TIEPIOXWV Kal KABapIopoG Tov SovTion
o EKTTAUVETE TIPOOEKTIKA TNV ETIHAVELA PE VEPS KAl OTEYVWOTE HE AEPA.
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3.1 Mpoepyacia vrepevaicONTWV 0SOVTIKWV TTEPIOXWV
Mpoxwpriote 6TwG Teplypddetal otnv evotnta 1.

3.2 Egpapuoyr Tou iBond Total Etch

Mpoxwpriote 6Twg Teplypddetal otnv evotnta 1.

MoAvpepiote To iIBOND Total Etch yia 20 s pe Auyvia toAupepiopot aloyovou ry LED (BA.
odnyieg Tapandvw otnv evétnta 1.3).

AdaIpEOTE TIPOCEKTIKA TO OTPWHA AVACTOANG TOU TIOAUHEPIOHOU AOyw Tou ofuydvou pe
TOAUTTIO BAPPBAKOG EUTIOTIOUEVO PE QAKOOAN. AV TO ATTOTEAECUA ATIELALOONTOTIOINONG TOU
iBond Total Etch dev emtapkei, epappoote §ava OTiwG TEPLyPAPETAL TIAPATIAVW, TIONVHEPI-
OTe Kal adpaPETTE TIPOOEKTIKA TO OTPWHA AVACTOANG TIOAVHEPIOPOU pE Eva TOAUTTIO BapPa-
KOG EUTIOTIOUEVO PE AAKOOAN.

0dnyieg aodpaleiag

* To iBond Total Etch mepiéxet ailBavoin. H alBavoAn eivat TIoAD eOdAekTn. Mnv eloTivEeTe
TOUG aTpoUG.

To iBond Total Etch ttepiéxel yAoutapahdeiidn. Ze TepITTTWOoN ELOTIVONG 1} KATATIOONG ival
Suvato va mpokahéoel BAAPN otnv uyeia. e TEPITTWoN KATdmoong, {NTRote apéowg
LATPIKN CUPBOUAR.

To iBond Total Etch tepiéxel peBakpuAiko kat yhoutapaideidn. H ertadr) pe to déppa n Tig
BAevvoyovoug pepBpdveg pTtopei va TipoKaAeael epeblopd i evaloBnToTtoinon. ATtopLyeTe
v emadn pe 1o §€ppa, TG PAevvoyovoug pepPpdaveg kat Toug odpBaipols AapPBdvovtag
TIPOPUAAEELG, OTIWG N XPrON EAACTIKOL ATTIOHOVWTAPA (A0BeVAG), AACTIXEVIWY YavTIWV (060-

95



vTiatpog) Kat yuaAuwv acdpareiag (aoBevrg, odovtiatpog). EKTTAVETE Toug opBaipoLg pe
VEPO yla APKETA AETTTA PETA TNV eTtadr]. ZnTrote cLPBOLAN amd odpBaApiaTpo av eTIPEVEL O
TI6voG. MAOVETE TO S€PUA PE VEPO Kal oaTtouvL HETA TNV eTtadr.

E181kég odnyieg:

e [a oSovTIKn Xprion povo.

* Na ¢puldooetal pakpld arno radid.

® YAIKA TIOU TIEPLEXOUV ELYEVOAN WTIOPEL va TNPedoouV Tov TIoAupeplopd Tou iBond Total
Etch.

¢ H ouokevaoia Tpémel va €pbel oe Beppokpaacia dwpatiou TPV Ao T Xprion.

* Mnv xpnowotoleite to iBond Total Etch petd tnv nuepopnvia Anéng.

MNapevépyeieg

AN\epyieg 0TO TIPOIOV ) TA CLOTATIKA TOU PTIOPEL VA TIPOKUPOUV OE HEHUOVWHEVEG TIEPITTTWOELG.
2e vrtoPia alepyiag, (ntrioTe pia AioTa TwV CUCTATIKWY TOU ATIO TOV KATAOKELAOTH. Z€ TIePi-
TITwon SepUATIKAG avTidpaong fj aAAeEpyiag, Pnv XpNOLUOTIOLEITE AUTO TO TIPOIOV.

®oAagn

Na ¢uldooetal oe Beppokpaocieq 4-25°C (40-77 °F). To mpoidv propei va GpuAACoETAl OTO
Yuyeio. XpnoLUOTIOOTE TO CLUYKOAANTIKO povo o Beppokpacia dwpuatiov. Na pnv ektiBetal oe
dpeoo nAlakd dwg. H didpkela (wrig Ba eAaTtwbel oe akatdAANAeg ouvBnKeg PUAAENG Kal N
AetToupyia Tou TIpoiodvTog evoéxeTal va ettnpeactel. KAeiote Tn ouokevaoia (PpLaAidio) odixta
apéowg META TN XPron.
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Ol TEXVIKEG PaG OUPBOUVAEG, OTIOL avapEpovTal, yParttwg 1 uttd popdr dokipwy, divovtal pe
KaAR TN TioTn, aAAd Xwpig eyy0non, KATL TIOL €TTioNG LoXVEL OTIOU avaptlyvOovTal TPITa Yépn e
Slkaiwpa aTtoKAEIOTIKNG EKMETAAAELONG. Agv 0aG ATTAAAACCOULV ATIO TNV UTTOXPEWON VA EAEY-
XETE TA TIPOIOVTA TIOUL 0ag TIPopNBevoLPE KABWGE Kal TNV KATAAANAOTNTA TOUG yla TIG evOeSeLy-
péveg dladikaoieg kat xprioelg. H epappoyn, xprion kat dtadikacia Twv TpoidvTwy eival TiEpav
Tou SIKOU pag eA€yxou, Kal KATOTIV TOUTOU EUTIITITOLV ATIOKAELOTIKA oTnV SIKf oag euduvn.
Map’6Aa avtd, n evbovn yla TNV TIPOKANCn otolacdnToTe (nUIAG, Ba Teplopiletal otnv agia
Twv eldWV TIOL TTAPEXOVTAL aTto EPAG Kal XpnolpoTololvtal aro eodg. Puokd Ba oag Tape-
XOUME OLVEXWG Me LYNAAG TTodTNTAG TIPOIOVTA, clPdwva TIavta pe To Mevikd Kavoviopod pag
Tiepi NuwAnoewv kat Mapaddoewv.

Hpepopnvia teAevtaiag avaBewpnong: 2009-01
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i|BOND® Total Etch Névod K poutitl @

Popis vyrobku

iBond Total Etch je svétlem tuhnouci jednoslozkové adhezivum k pouziti pro adhezivni vykony
v zachovné stomatologii. iBond Total Etch bylo vyvinuto pro adhezivni pfipojeni plastickych
vyplilovych materiald (napf. kompozitd, kompomerd, Polyglas®) a nepfimo zhotovenych vyplni
(napt. keramiky) na tvrdé zubni tkané.

Pomoci iBond Total Etch Ize v jediném kroku provést priming, bonding a snizeni citlivosti.
iBond Total Etch je roztok svétlem aktivovanych, adhezivnich pryskyfic v ethanolu. Pfed pou-
Zitim iBond Total Etch se tvrdé zubni tkané pfipravi leptacim gelem (leptat a oplachnout).

Slozeni

iBond Total Etch obsahuije:
¢ Metakrylat

e Ethanol

e Plniva

¢ Fotoiniciatory
e Glutaraldehyd
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Indikace

¢ Adhezivni upevnéni pfimych kompozitnich, Polyglas® a kompomerovych vyplni

e Adhezivni upevnéni nepfimych vypini a rekonstrukci (laboratorné zhotovené keramické, Poly-
glas® a kompozitni inleje, onleje, fazety a korunky)

¢ OSetfeni hypersenzitivnich oblasti zubu

Pred pouzitim si peclivé prectéte navod k pouziti. Pfi pouzivani iBond Total Etch
@) dodrzujte bezpe¢nostni pokyny.

Nanaseni
1. Adhezivni upevnéni pfimych kompozitnich, Polyglas® a kompomerovych vyplini
1.1 Priprava
¢ Doporucuje se pouzivat kofferdam.
Ocistéte zub pastou, ktera neobsahuje olej ani fluorid.
Pripravte kavitu, jak to ur€uji pravidla pro zhotoveni adhezivni vypIné.
Vyplachnéte pripravené misto vodou a vysuste vzduchem.
U hlubokych dutin doporuc¢ujeme chranit dentin v blizkosti difené vhodnou podlozkou
(napf. pfipravkem z hydroxidu véapenatého a podlozkou ze skloionomerniho cementu).
Prekryjte dentin pouze v blizkosti dfené. Ponechte zbytek kavity volny pro adhezi iBond
Total Etch.
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1.2. Uprava

Pred aplikaci iBond® Total Etch do kavity je nutna pfiprava tvrdych zubnich tkani odpovidaji-
cim leptacim gelem (napf. iBond Etch 35 Gel/GLUMA® Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/
GLUMA® Etch 20 Gel od Kulzer).

1.3 Aplikace iBond Total Etch

e Nadavkujte iBond Total Etch na sklo Dappen, naberte jej jednorazovym StéteCkem a
naneste jej ve velkém mnozstvi na cely povrch kavity.

¢ Nechte iBond Total Etch plsobit 15 sekund.
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¢ iBond Total Etch obsahuje ethanol jako rozpoustédlo. Opatrné vysuste rozpoustédlo a zbyt-
kovou vlhkost mirnym proudem vzduchu, dokud budete sledovat jakykoliv pohyb tekutiny.

Nadmeérné silny proud vzduchu na po&atku suseni nafedi bond a mize to mit za
@ nasledek nedostate¢nou adhezi.

¢ Povrch musi byt po aplikaci iBond Total Etch a po odpareni ethanolu viditelné leskly. Dbejte
na to, aby byl pIné pokryt cely povrch kavity. Pokud kavita nebude mit zcela leskly vzhled v
celé plo$e, naneste iBond Total Etch podruhé, jak je shora uvedeno. Dbejte na to, aby v
rozich kavity nezdstala Zadna prebytecna mnozstvi adheziva.
Polymerujte iBOND® Total Etch 20s halogenovou nebo LED polymeraéni lampou. Pouzijte
polymeracéni lampu Kulzer Translux® nebo polymeraéni lampu se srovnatelnou intenzitou
(minimalné 400 az 500 mW/cm?).

Nedostate¢na intenzita lampy zpUsobi nedostate¢nou adhezi. Polymeraéni lampy

je nutno testovat pomoci spolehlivych testovacich zafizeni v pravidelnych

@ intervalech. Béhem polymerace by méla byt koncovka emitujici svétlo umisténa co

nejblize povrchu pryskyfice.

e Poté ihned do kavity aplikujte a adaptujte vyplfiovy material v souladu s pokyny vyrobce.
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2. Adhezivni upevnéni nepfimych vyplni a rekonstrukci (laboratorné zhotovené keramické,
Polyglas® a kompozitni inleje, onleje, fazety a korunky)

2.1 Priprava vypiné

Pripravte povrch vyplné, jak to stanovi navod k pouziti od vyrobce.

2.2. Uprava
Postupulite, jak je popsano v bodé 1.

2.3 Aplikace iBond Total Etch

Zajistéte, aby v rozich kavity nezlistal Zadny prebyte¢ny materidl a aby vrstva iBond
@) Total Etch byla pred polymeraci peclivé vysusena.

Jinak postupuijte, jak je popsano v bodeé 1.

¢ Polymerujte iBOND® Total Etch 20s halogenovou nebo LED polymeraéni lampou (viz shora
uvedené pokyny v bodé 1.3).

¢ Naneste pryskyri¢ny cement (pryskyficny cement chemicky nebo dualné tuhnouci), jak to
stanovi navod k pouziti od vyrobce.
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3. Lécba hypersenzitivnich oblasti zubu a ¢isténi zubu
¢ Opatrné oplachnéte povrch vodou a vyfoukejte do sucha.

3.1 Osetreni hypersenzitivnich oblasti zubu
Postupulite, jak je popsano v bodé 1.

3.2 Aplikace iBond Total Etch

Postupuite, jak je popsano v bodé 1.

¢ Polymerujte iBOND® Total Etch 20s halogenovou nebo LED polymerizaéni lampou (viz shora
uvedené pokyny v bodé 1.3).

Peclivé odstrarite inhibi¢ni kyslikovou vrstvu peletou namoc&enou v alkoholu.

Jestlize neni znecitlivovaci ucinek iBond Total Etch dostate¢ny, naneste jej znovu, jak je
popsano shora, polymerujte a peclivé odstrarite inhibicni vrstvu peletou hamocenou v alko-
holu.

Bezpecnostni pokyny

¢ iBond Total Etch obsahuje ethanol. Ethanol je vysoce hoflavy. Pary nevdechuijte.

¢ iBond Total Etch obsahuje glutaraldehyd. Pokud dojde ke vdechnuti nebo spolknuti, mtze
poskodit zdravi. Pfi poziti vyhledejte Iékafskou pomoc.

¢ iBond Total Etch obsahuje metakrylat a glutaraldehyd. Styk s k{zi &i sliznicemi mdZe zplso-
bit podrazdéni nebo sensitizaci. Zabrarte styku s kizi, sliznicemi a vniknuti do o¢i dodrzo-
vanim bezpecnostnich opatfeni, jako je pouziti kofferdamu (pacient), nasazeni gumovych
rukavic (zubni Iékar) a pouZiti ochrannych bryli (pacient, zubni Iékaf). Po vniknuti do oka
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nékolik minut vyplachuijte vodou. Jestlize potize pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. Po
kontaktu s k{izi omyjte pokozku vodou a mydlem.

Zvlastni pokyny:

® Pouze pro pouziti v zubnim Iékarstvi.
¢ Uchovavejte mimo dosah déti.

e Materialy obsahujici eugenol mohou nepfiznivé ovliviiovat polymeraci iBond Total Etch.

¢ Pfed pouzitim musi byt baleni pfi pokojové teploté.

¢ NepouZivejte iBond Total Etch po dobé pouzitelnosti.

Nezadouci ucinky

V ojedinélych pfipadech se mohou vyskytnout alergie na vyrobek a jeho obsah. Jestlize mate
podezieni na alergii, vyzadejte si seznam slozek od vyrobce. V pfipadé kozni reakce nebo
alergie tento vyrobek nepouzivejte.

Uchovavani

Uchovaveijte pfi teplotach 4-25°C (40 az 77 °F). Pripravek Ize uchovavat v chladni¢ce. Adhezi-
vum pouzivejte pouze pfi pokojové teploté. Nevystavujte pfimému plsobeni slune¢niho
svétla. Nevhodné podminky uchovavani zkracuji dobu pouZitelnosti a mlze jimi byt i nepfiz-
nivé ovlivnéna funkce vyrobku. Bezprostrfedné po pouZiti obal pevné uzaviete.
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Nase technicka podpora slovem, pisemné a nebo jinym zplsobem je dana podle nejlepsich
védomosti bez jakychkoliv zaruk a to se také tyCe prav zucastnénych tretich osob a neosvo-
bozuje vas od vlastniho vyzkouseni nami dodanych produktl na jejich vhodnost pro dany
ucel. Aplikace, pouziti a zpracovani produktd jsou mimo nasi kontrolu a vy jste proto za né
vyhradné zodpovédnym. Samoziejmé vam zaruCujeme bezchybnou kvalitu nasich produktd
na zékladé nasich vSeobecnych prodejnich a dodacich podminek.

Datum revize: 2009-01
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i| BON D® TOtaI EtCh Hasznalati utasitds @O

Termékleiras

Az iBond Total Etch a konzervalé fogdaszat terlletén, az adheziv technikdban hasznalt
fényrekotd, egykomponenst ragasztéanyag. Az iBond Total Etch mligyanta bazisu fogaszati
témoéanyagok (pl. kompozitok, kompomer, Polyglas®) és fogtechnikai laboratériumban késziilé
restauraciok (pl. keramiak) adheziv régzitésére szolgal.

Az iBond Total Etch segitségével a primerezés, a bondozas és a deszenzibilizalas egy 1épés-
ben elvégezhetd. Az iBond Total Etch fényre kotd, adheziv rezin alkoholos (etanol) oldata. Az
iBond Total Etch alkalmazasa el6tt a fog keményszoveteit savazé géllel kell elékésziteni (sava-
z3s és Oblités).

Osszetétel

Az iBond Total Etch az alabbi anyagokat tartalmazza:
* Metakrilat

Etanol

Toltéanyagok

Fotoiniciatorok

Glutéaraldehid
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Javallatok

¢ Direkt kompozit, Polyglas® és kompomer restauraciok adheziv rogzitése;

¢ Indirekt, laboratériumban készilt keramia, Polyglas® és kompozit restauraciok (inlay-ek,
onlay-ek, héjak és koronak) adheziv rogzitése;

e Tulérzékeny fogteriiletek kezelése.

Hasznalat el6tt figyelmesen olvassa végig az Utmutatét.
@) Az iBond Total Etch alkalmazésa soran tartsa be a biztonsagi el6irdsokat!

Felhasznalas:
1. Direkt kompozit, Polyglas® és kompomer restauraciok adheziv régzitése
1.1 El6készités

¢ Nyalretesz (kofferdam) hasznélata javasolt.

¢ Tisztitsa meg a fogat olaj- és fluoridmentes pasztaval.

o Készitse el6 az Ureget az adheziv témés terdpidra vonatkozé szabalyoknak megfele-
16en.

o Az el6készitett Ureget Oblitse ki vizzel, majd puszterrel szaritsa ki.

e Mély Uregek esetében ajanlatos a pulpa kozeli dentin védelme megfeleld alabélelé
anyaggal (pl. kalcium-hidroxid készitménnyel és Uvegionomer cementtel). Csak a
pulpaval szomszédos dentint fedje le. Az lireg tobbi részét hagyja szabadon, hogy az
iBond Total Etch ratapadhasson.
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1.2 Kondicionalas

Miel6tt az elékészitett Uregbe kerlilne az iBond® Total Etch anyag, kételezé elvégezni a fogfel-
szin el6kezelését megfeleld savazéanyaggal (pl. a Kulzer altal gyartott anyagokkal: ibond Etch
35 Gel/GLUMA® Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/GLUMA® Etch 20 Gel).

1.3 Az iBond Total Etch alkalmazasa

e Cseppentsen az iBond Total Etch — bdl a mellékelt Uveg tartalyba, martsa be az applikatort
vagy a puha, eldobhaté ecsetet az anyagba, majd béségesen vigyen fel ragasztét a kavitas
teljes felliletére.

¢ 15 masodpercig hagyja hatni az iBond Total Etch -et.
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e Az iBond Total Etch olddszerként etanolt tartalmaz. Az olddszer és a maradék nedvesség
gondos eltavolitdsa érdekében alkalmazzon enyhe levegébefivast addig, amig mar nem
észlelhetd folyadékmozgas a kavitasban.

A szaritds kezdetén alkalmazott tul erés légbefuvas tulsagosan elvékonyitja a bond
@ réteget és elégtelen rogzitést eredményezhet.

¢ Az iBond Total Etch alkalmazasa és az olddszer elpdrolgdsa utén a felszinnek lathatéan
csillogénak kell lennie. Ellendrizze, hogy az lreg felszine teljes mértékben be van-e fedve?!
Ha az tireg nem mindenhol teljesen fényes, akkor ismét applikaljon iBond Total Etch anya-
got a fent leirt médon. Ugyeljen ra, hogy ne maradjon felesleges anyag az (ireg sarkaiban.
Polimerizélja az iBOND® Total Etch anyagot 20 masodpercig halogén vagy LED polimeriza-
ciés lampaval. Haszndljon Kulzer Translux® vagy hasonlé fényerejl egyéb lampat (min. 400
- 500 mW/cm2).

Ha a lampa fényereje nem megfeleld, ez elégtelen adhéziot eredményezhet. A

polimerizacids lampakat rendszeresen tesztelni kell megbizhaté ellenérzé
@D eszkdzokkel. A polimerizacid soran a fényvezet6 csért a lehetd legkdzelebb kell
tartani az anyag felszinéhez.

e Ezt kdvetéen a tdmdbanyagot azonnal vigye be a kavitdsba, és dolgozza el az lregben a
gyarto utasitasai szerint.
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2. Indirekt, laboratériumban késziilt keramia, Polyglas® és kompozit restauraciok
(inlay-ek, onlay-ek, héjak és koronak) rogzitése

2.1 A restauracio el6készitése

A restauralni kivant felliletet készitse elé a gyarté hasznalati Gtmutatdja alapjan.

2.2 Kondicionalas
Lasd az 1. pontot.

2.3 Az iBond Total Etch alkalmazasa

A polimerizacié el6tt ellendrizze, hogy nem maradt-e felesleges anyag az lireg
@) sarkaiban, valamint, hogy teljesen megszaradt-e az iBond Total Etch réteg?!

Egyebekben lasd az 1. pontot.

¢ Polimerizdlja az iBOND® Total Etch anyagot 20 masodpercig halogén vagy LED polimeriza-
ciés lampaval (lasd az 1.3 pontot).

¢ Vigye fel az (6nkot6 vagy kettds kotésl) rezin cementet a gyartd hasznalati Gtmutatdja alap-
jan.
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3. Tulérzékeny fogteriiletek kezelése és a fogak tisztitasa
¢ A felliletet alaposan 6blitse le vizzel, majd levegébefljassal szaritsa meg.

3.1 A tulérzékeny fogteriiletek kondicionalasa
Lasd az 1. pontot.

3.2 Az iBond Total Etch alkalmazasa

Lasd az 1. pontot.

¢ Polimerizdlja az iBOND® Total Etch anyagot 20 masodpercig halogén vagy LED polimeriza-
cios lampaval (lasd az 1.3 pontot).

¢ Alkoholba aztatott vattagombdccal évatosan tavolitsa el az oxigén inhibicids réteget. Ha az
iBond Total Etch deszenzibilizalé hatasa nem kielégitd, akkor a fent leirtak szerint vigyen fel
még egy réteget.

Ha az anyag megkdétott, dvatosan tavolitsa el az oxigén inhibicids réteget alkoholba aztatott

vattagombdccal.

Biztonsagi el6irasok

¢ Az iBond Total Etch etanolt tartalmaz. Az etanol rendkiviil gyulékony anyag. Ne lélegezze be
a gézét.

e Az iBond Total Etch glutaraldehidet tartalmaz. Belélegezve vagy lenyelve karos lehet az
egészségre. Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz.

¢ Az iBond Total Etch metakrilatot és glutaraldehidet tartalmaz. Bérrel vagy nyalkahartyaval
torténd érintkezés irritaciét vagy szenzibilizaciét okozhat. Nyalretesz (beteg), gumikesztyl
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(fogorvos), biztonsagi szemiiveg (beteg, fogorvos) alkalmazasaval el6zze meg a bérrel és a
nyalkahartyaval torténd érintkezést, valamint a szer szembe keriilését. Ha a szer szembe
keril, akkor percekig 6blitse a szemet vizzel. Ha a fajdalom tartésan fennall, forduljon sze-
mészhez. Ha a szer bérre kerll, vizzel és szappannal le kell mosni.

Speciilis elGirasok:

e Kizardlag fogaszati alkalmazasra.

e Gyermekek eldl elzérva tartandé.

e Eugenol tartalmu anyagok befolyasolhatjak az iBond Total Etch polimerizacidjat.

o A tartdlyt a felhaszndlast megel6z6en szobahémérsékleten kell tarolni.

¢ Ne haszndlja fel az iBond Total Etch anyagot a szavatossagi idé lejarta utan.

Mellékhatasok

A termék vagy egyes Osszetevdi esetenként allergias reakciot valthatnak ki. Amennyiben aller-

giara gyanuja all fenn, forduljon a gyartéhoz, és kérje ki a termékben talalhaté anyagok listajat.

Bérreakcio vagy allergia esetén ne hasznalja a terméket.

Tarolas

4-25°C-on (40-77°F) tarolandd. A termék h(itészekrényben tarolhatd. A ragasztdanyagot
kizarélag szobahémérsékleten alkalmazza. Ne tegye ki kozvetlen napfénynek. Nem megfelelé
térolasi korlilmények esetén a termék eltarthatésaga csokken, és funkcidja is karosodhat. A
tartalyt hasznalat utan azonnal szorosan zérja le.

112



irasbeli, szébeli és gyakorlati felhasznalastechnikai Utmutaténkat legjobb tudasunk szerint
készitettlk el, de ennek ellenére csak mint kdtelezd érvény( tajékoztatasnak lehet tekinteni,
harmadik személy esetleges védett jogait érinté kérdésekben is. Nem mentesiti tovabba Oné-
ket attél, hogy az altalunk széllitott termékeket az Ondk altal régzitett eljarasok és célok érde-
kében sajat maguk ne vizsgaljak be. Miutan az anyag felhasznalasa, feldolgozasa és megmun-
kélasa cégiink ellenérzési hataskorén kiviil esik, igy az telies mértékben az On feleléssége.
Természetesen cégink garantdlja termékeinek minéségét, amennyiben azok az altalunk
kiadott kereskedelmi szabalyok alapjan kerliltek forgalomba.

Kiadas datuma: 2009-01
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i| BON D® TOtaI EtCh Lietoanas instrukcija @

Produkta apraksts

iBond Total Etch ir gaisma cietéjoss vienkomponenta adhezivs, kas tiek izmantots zobu res-
tauracijam. iBond Total Etch ir paredzets plastmasas pildmaterialu (pieméram, kompozita,
kompoméra un Polyglas®) piestiprinaSanai pie cietiem dentaliem materialiem un laboratorija
veidotam restauracijam (pieméram, keramikas).

Ar iBond Total Etch var nodrosinat gan apstradi, gan bondésanu, gan arstéjamas vietas neju-
tigumu, visu viena reize. iBond Total Etch ir etilspirta Skidums, kas sastav no gaisma aktivize-
jamiem adheziviem svekiem. Pirms iBond Total Etch lieto$anas cietais dentalais materials ir
jaapstrada ar kodinataja gélu (kodinat un noskalot).

Sastavs

iBond Total Etch satur:
e Metakrilatu

e FEtilspirtu

e Pildvielas

e Foto iniciatorus
¢ Glutaraldehidu
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Indikacijas

¢ TieSo kompozitu, Polyglas® un kompomeéru restauraciju piestiprinasana

e Laboratorija sagatavoto keramikas, Polyglas® un kompozito restauraciju (inlejas, onlejas,
veniri un kroni) piestiprinasana

* Ipasi jutigu zobu apvidu arstnieciba

Pirms lietoSanas ripigi izlastt lietoSanas instrukciju. Lietojot iBond Total Etch,
@) ieverot drosibas noteikumus.

Pielietosana
1. TieSo kompozitu, Polyglas® un kompomeéru restauraciju piestiprinasana
1.1 Sagatavosana
¢ |eteicams lietot koferdamu.
Iztirit zobus ar zobu pastu, kas nesatur ellu un fluoridu.
Sagatavot kavitati atbilstosi adheziva pildijuma lieto$anas noradijumiem.
Noskalot sagatavoto vietu ar ideni un nozavét ar gaisa struklu.
Dzilam kavitatém ieteicams aizsargat dentinu pulpas tuvuma ar atbilsto$u oderi (pieme-
ram, kalcija hidroksida [lidzekli un stikla jonoméra zobu cementa oderi). Noklat dentinu
tikai ap pulpu. Pargjo kavitates dalu atstat nenoklatu iBond Total Etch lieto$anai.
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1.2 Pirmapstrade

Pirms iBond® Total Etch uzklasanas sagatavotajai kavitatei obligati javeic zoba struktlras
pirmapstrade ar atbilstoSu kodinataja gélu (pieméram, Kulzer iBond Etch 35 Gel/GLUMA Etch
35 Gel, iBond Etch 20 Gel/GLUMA Etch 20 Gel).

1.3. iBond Total Etch uzklasana

 levietot iBond Total Etch stikla traucina un panemt to ar aplikatora galu vai mikstu vienreizé-
jas lietoSanas otinu, un dasni parklat par kavitates virsmu.

¢ |_aut iBond Total Etch 15 sekundes iedarboties.
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¢ iBond Total Etch ka skidinataju satur etilspirtu. Ar saudzigu gaisa striklu nozavét skidinataju
un lieko $kidrumu, lidz tas vairs neparvietojas.

@ Parak spéciga gaisa strikla zavé$anas sakuma atskaidis bondésanas lidzekli un
izraisis nevienmérigu pielipsanu.

Parliecinieties, ka kavitates virsma ir pilniba parklata. Ja kavitate nav pilniba spidiga, uzklat
iBond Total Etch vélreiz, ka aprakstits ieprieks. Parliecinieties, ka kavitates stdros nav
produkta parpalikumu. Polimerizét iBond® Total Etch 20 sekundes ar halogéna vai LED
polimerizacijas lampu. Izmantot Kulzer Translux® polimerizacijas lampu vai polimerizacijas
lampu ar lidzigu intensitati (min. 400-500 mW/cm?).

Nepietiekama lampas intensitate izraisis neadekvatu pielipSanu. Polimerizacijas
lampas regulari japarbauda ar uzticamam darbibas parbaudes iericem.

@D Polimerizacijas laika gaismu izstarojoSais lodzin$ novietojams pie plastmasas

virsmas pec iespejas tuvak.

e Péc tam nekavejoties jauzklaj un jaieblive pildmaterialu kavitate atbilstosi razotaja noradiju-
miem.
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2. Laboratorija sagatavoto keramikas, Polyglas® un kompozito restauraciju (inlejas,
onlejas, veniri un kroni) piestiprinasana

2.1 Restauracijas sagatavosana

Sagatavot restauracijas virsmu atbilstosi raZzotaja lietoSanas noradijumiem.

2.2 Pirmapstrade

Skatit 1.

punktu.

2.3. iBond Total Etch uzklasana

=3

Parliecinieties, ka kavitates stiros nav produkta parpalikumu un iBond Total Etch
parklajums pirms polimerizacijas ir ripigi nozavets.

Ja tas ta nav, skatit 1. punktu.

¢ Polimerizét iBond® Total Etch 20 sekundes ar halogéna vai LED polimerizacijas lampu (ska-
fit 1.3 punkta noradijumus).

e Uzklat sveku cementu (pascietéjoSo vai dubultas cietéSanas) atbilstosi razotaja lietoSanas
noradijumiem.
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3. Ipasi jutigu zobu apvidu arstnieciba un zobu tiri$ana
¢ Rupigi noskalot virsmu ar Gdeni un nozavét ar gaisa struklu.

3.1 Ipasi jutigu zobu apvidu arstnieciba
Skatit 1. punktu.

3.2. iBond Total Etch uzklasana

Skatit 1. punktu.

¢ Polimerizét iBond® Total Etch 20 sekundes ar halogéna vai LED polimerizacijas lampu (ska-
tit 1.3 punkta noradijumus).

e Uzmanigi noftirit skabekla inhibicijas slani ar alkohola piesatinatu vates spilventinu.

Ja iBond Total Etch jutibu samazino$ais efekts nav pietiekoss, uzklat to vélreiz, ka aprakstits

ieprieks, apstradat un uzmanigi nonemt skabekla inhibicijas slani ar alkohola piesatinatu vates

spilventinu.

Drosibas noradijumi

¢ iBond Total Etch satur etilspirtu: Etilspirts ir atri uzliesmojoss. Neieelpot garainus.

¢ iBond Total Etch satur glutaraldehidu. Ta ieelpo$ana vai noriSana var kaitét veselibai. Péc
produkta norisanas nekavéjoties meklét medicinisko palidzibu.

iBond Total Etch satur metakrilatu un glutaraldehidu. Saskare ar adu vai glotadu var izraisit
kairinajumu vai jutigumu. Sargat no saskares ar adu, glotadu un acim, veicot piesardzibas
pasakumus, pieméram, izmantot koferdamu (pacientam), gumijas cimdus (zobarstam) un
droSibas brilles (pacientam, zobarstam). Péc nok|USanas acis skalot tas ar Udeni vairakas
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minadtes. Ja sapes turpinas, meklét acu arsta palidzibu. Péc produkta saskares ar adu maz-
gat to ar udeni un ziepem.

Tpasi noradijumi:

® |zmantot tikai zobarstnieciba.

e Uzglabat béerniem nepieejama vieta.

* Eigenolu saturosi materiali var ietekmét iBond Total Etch polimerizaciju.
¢ Pirms lietoSanas konteiners jauzglaba istabas temperattra.

¢ Nelietot iBond Total Etch péc deriguma termina beigam.

Blakusparadibas

Atseviskos gadijumos produkts vai kada ta sastavdala var izraisit alergisku reakciju. Ja ir radu-
$as aizdomas par alergisku reakciju, pieprasiet no razotaja sarakstu ar produkta sastavdalam.
Nelietot $o produktu, ja novérots adas kairinajums vai ir alergiska reakcija.

Uzglabasana

Uzglabat temperattra no 4 lidz 25°C (40 — 77°F). Produktu drikst uzglabat ledusskapr. Adhe-
Zlvs ir lietojams tikai istabas temperatira. Nepaklaut tieSai saules iedarbibai. Ja produkts
netiks uzglabats atbilstoSos apstaklos, ta uzglabasanas laiks samazinasies, un var tikt ietek-
méta produkta efektivitate. PEc lietoSanas nekaveéjoties ciesi noslégt konteineru.
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Musu tehniskie padomi, kas sniegti vai nu mutiski vai rakstiski vai, izmantojot kliniskos pétiju-
mus, ir sniegti ar labu nodomu, bet bez garantijam un tas ar attiecas uz citu razotaju vai
iesaistito treSo pusu komerctiesibam. Tie neatbrivo jus no pienakuma parbaudit musu produk-
tus un noteikt, vai tie atbilst paredzétajiem procesiem un izmanto$anas veidiem. Més nevaram
parraudzit So produktu pielietoSanu, izmantoSanu un apstradi, tadé| galigo atbildibu uznema-
ties jus. Ja tomeér, neskatoties uz visu, tiek pieradits bojajums, kompensacija neparsniegs
musu piegadato un jusu izmantoto precu vertibu. Més, protams, apnemamies piegadat aug-
stas kvalitates produktus, kas atbilst misu Visparigajiem pardo$anas un piegades noteiku-
miem.

Teksta parskatisanas datums 2009-01
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i| BON D® TOtaI EtCh Naudojimo instrukcija @

Produkto aprasymas

»iBond Total Etch“ yra Sviesoje kietéjanti vienkomponenté adheziné medziaga, naudojama
odontologijoje taikant adhezine restauracing metodika. ,iBond Total Etch® sukurta plastikiniu
uzpildo medziagy adheziniam suri§imui (pvz., kompoziciniy medziagy, kompomero, ,,Poly-
glas®) su kietomis danties strukttromis ir su laboratorijoje pagamintomis restauracinémis
medziagomis (pvz., keramika) atlikti.

Naudojant ,iBond Total Etch* medziaga, uzpildyma, ri§ima ir nujautrinima galima atlikti vienu
etapu. ,iBond Total Etch“ yra Sviesa aktyvuojamu, adheziniy dervy tirpalas, kurio pagrinda
sudaro etanolis. Prie§ pradedant naudoti ,iBond Total Etch®, kietoji danties struktira apdoro-
jama ésdinanciu geliu (ésdinama ir plaunama).

Sudétis

»iBond Total Etch® sudétis:
e metakrilatas;

e etanolis;

* uzpildai;

o fotoiniciatoriai;
e glutaraldehidas.
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Indikacijos

¢ Tiesioginés kompozicinés medziagos, ,,Polyglas® ir kompomero restauracijy adhezinis fik-
savimas

¢ Netiesioginiy laboratorijoje pagaminty keraminiy medziagu, ,,Polyglas®" ir kompoziciniy res-
tauracijy (jkloty, uzkloty, laminaciy ir kartnéliy) adhezinis fiksavimas

e Labai jautriy danties viety gydymas

Prie$ naudodami atidziai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
@ Naudodami ,,iBond Total Etch*, laikykités saugumo instrukcijy.

Panaudojimas
1. Tiesioginés kompozicinés medziagos, ,,Polyglas® ir kompomero restauracijy adhezi-
nis fiksavimas
1.1 Pasiruosimas

¢ Rekomenduojama naudoti koferdama.
Nuvalykite dantj naudodami danty pasta, kurioje néra riebaly ir fluoridy.
Paruoskite ertme, laikydamiesi adhezinio plombavimo taisykliy.
Paruosta vieta iSplaukite vandeniu ir iSdZiovinkite ptsdami ora.
Giliose ertmése rekomenduojama apsaugoti $alia pulpos esantj denting naudojant ati-
tinkama bazés uzpilda (pvz., kalcio hidroksido preparata ir stiklo jonomero cemento
bazés uzpildg). Denting denkite tik Salia pulpos. Likusia ertmés dalj palikite tuscia,
paruosta ,iBond Total Etch“ adhezijai atlikti.
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1.2 Paruosimas

Prie$ dedant ,,iBond® Total Etch® | paruosta ertme, danties strukttrg privalu i§ anksto apdoroti
atitinkamu ésdinanciu geliu (pvz., ,Kulzer gamybos ,iBond Etch 35 Gel/GLUMA® Etch 35
Gel*, ,iBond Etch 20 Gel/GLUMA® Etch 20 Gel“).

1.3 ,iBond Total Etch” aplikavimas

e ,iBond Total Etch“ dékite j ,Dappen” stiklinaite, imkite jj aplikatoriaus galiuku ar minkstu
Sepetéliu ir storu sluoksniu padenkite visg ertmeés pavirsiu.

¢ 15 sekundziy palaukite, kol ,iBond Total Etch“ sukietés.
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¢ ,iBond Total Etch“ sudétyje yra tirpiklio etanolio. Leisdami Svelnia oro srove, tirpiklj ir likusia
drégme kruop$ciai iSgarinkite, kol nebesimatys skyscio judéjimo.

LeidzZiant pernelyg stipria oro srove, kai pradedama dziovinti, riSanciosios
@ medziagos veikimas susilpnés ir adhezija bus netinkama.

¢ Po ,iBond Total Etch* uzdéjimo ir tirpiklio iSgaravimo pavirsius turi aiSkiai blizgéti. Pasirtpin-
kite, kad visas ertmés pavirSius buty visiSkai padengtas. Jei atrodo, kad ne visas ertmés
pavirSius blizga, antra karta uzdékite ,,iBond Total Etch®, kaip apraSyta pirmiau. Patikrinkite,
kad ertmés kampuose nebuty pertekliaus likuciy.
,IBOND® Total Etch“ polimerizuokite 20 s, naudodami halogenine arba LED polimerizacijos
lempa. Naudokite ,Kulzer Translux®* arba panasaus intensyvumo polimerizacijos lempa
(maziausiai 400-500 mW/cm3).

Jei lempos intensyvumas bus nepakankamas, adhezija bus netinkama. Praéjus tam

tikram laikui polimerizacijos lempos turi bati nuolat tikrinamos naudojant patikima
@ tikrinimo jranga. Polimerizacijos metu Sviesos iSéjimo langelj reikia laikyti kuo ar¢iau
plastikinio pavirSiaus.

¢ Po to skubiai jdékite ir apdorokite uzpildo medziaga, kaip nurodo gamintojas.
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2. Netiesioginiy laboratorijoje pagaminty keraminiy medziagy, ,,Polyglas® ir kompozici-
niy restauracijy (jkloty, uzkloty, laminaéiy ir karanéliy) adhezinis fiksavimas

2.1 Restauracijos paruosimas

Restauracijos pavirsiy paruoskite pagal gamintojo pateikiamas vartojimo instrukcijas.

2.2 Paruosimas
Teskite, kaip aprasyta 1 dalyje.

2.3 ,iBond Total Etch“ aplikavimas

Patikrinkite, kad ertmés kampuose nebuty pertekliaus likuéiy ir kad ,,iBond Total
@ Etch“ dangalas prie$ polimerizacija bty kruopsc¢iai iSdziovintas oro srove.

Visa kita teskite kaip aprasyta 1 dalyje.

¢ iBOND® Total Etch“ polimerizuokite 20 s, naudodami halogenine arba LED polimerizacijos
lempa (Zr. pirmiau, 1.3 skyriuje, pateiktas instrukcijas).

e Dékite dervos cementg (savaime kietéjantj arba dvigubo kietéjimo dervos cementa) kaip
nurodyta gamintojo pateikiamose vartojimo instrukcijose.
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3. Labai jautriy danties viety gydymas ir danties valymas
¢ PavirSiy kruopsciai iSplaukite vandeniu ir iSdZiovinkite ptisdami ora.

3.1 Labai jautriy danties viety paruosimas
Teskite kaip aprasyta 1 dalyje.

3.2 ,iBond Total Etch“ aplikavimas

Teskite kaip apradyta 1 dalyje.

¢ iBOND® Total Etch“ polimerizuokite 20 s, naudodami halogenine arba LED polimerizacijos
lempa (zr. pirmiau, 1.3 skyriuje, pateiktas instrukcijas).

e Spirite pamirkytu tamponéliu atsargiai pasalinkite deguonies inhibicinj sluoksnj.

Jei ,iBond Total Etch® nujautrinantis poveikis nepakankamas, vél dékite, kaip buvo aprasyta

pirmiau, kietinkite ir atsargiai nuimkite inhibicinj sluoksnj, naudodami spirite pamirkyta tampo-

nélj.

Saugumo instrukcijos

»iBond Total Etch® sudétyje yra etanolio. Etanolis labai greitai uzsidega. Nejkvépkite gary.
»iBond Total Etch“ sudeétyje yra glutaraldehido. |kvépus arba nurijus, jis gali pakenkti sveika-
tai. Jei nurijote, nedelsdami kreipkités | medikus.

»iBond Total Etch” sudétyje yra metakrilato ir glutaraldehido. Patekes ant odos arba gleiviniy
gali sukelti dirginima arba jautruma. Saugokités, kad nepatekty ant odos, gleiviniy ir j akis,
laikydamiesi atsargumo priemoniy, naudodami koferdama (pacientui), dévédami gumines
pirstines (odontologui) ir apsauginius akinius (pacientui, odontologui). Patekus | akis, keleta
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minuciy plaukite vandeniu. Jei skausmas nesiliauja, kreipkités j akiu gydytoja. Patekus ant
odos, nuplaukite vandeniu ir muilu.

Specialiis nurodymai:

naudojamas tik danty priezidrai;

saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje;

medziagos, kuriose yra eugenolio, gali paveikti ,,iBond Total Etch“ polimerizacija;
prie$ naudojant talpykla reikia palaikyti kambario temperataroje;

nenaudokite ,,iBond Total Etch® pasibaigus galiojimo laikui.

Pasalinis poveikis

Pavieniais atvejais gali pasireiksti alerginés reakcijos Siam preparatui. Jei jtariate, kad pasi-
reiSkeé alergija, gamintojo paprasykite sudétiniy daliy saraso. Jei pasireiskia odos reakcija arba
alergija, preparato nenaudokite.

Laikymas

Saugokite 4-25°C (40-77°F) temperatlroje. Preparata galima laikyti Saldytuve. Adhezine
medziaga naudokite tik kambario temperatiroje. Saugokite nuo tiesioginiy saulés spinduliy
poveikio. Laikant netinkamomis sglygomis galiojimo terminas sutrumpés ir preparato veikimas
gali pakisti. Panaudoje talpykla i$ karto sandariai uzdarykite.
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Techniniai patarimai, kuriuos suteikiame Zodziu, rastu ar bandymy budu, yra suteikiami i$
geros valios, taCiau be garantijos. Tai taip pat taikoma treciyjy Saliy nuosavybés teiséms. Jie
neatleidZia Jusy nuo jsipareigojimo iSbandyti, ar musy tiekiami gaminiai yra tinkami numaty-
tam naudojimui ir apdorojimui. Gaminiy taikymas, naudojimas ir apdorojimas nuo misy nepri-
klauso, todél esate patys uz tai atsakingi. Net jei, nepaisant to, buty nustatyta musu atsako-
mybé uz bet tokius nuostolius, ji bus ribojama iki misy pristatytu ir jisy naudojamy gaminiy
vertés. Savaime suprantama, mes uztikrinsime pastovia savo gaminiy kokybe, numatyta misu
Bendry pardavimo ir pristatymo salygy sutartyje.

Perzidros data: 2009-01
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i| BON D® TOtaI EtCh Instrukcja obstugi

Opis produktu

iBond Total Etch jest $wiattoutwardzalnym, jednosktadnikowym systemem wiazacym do sto-
sowania w adhezyjnej technice wypetniania ubytkéw. iBond Total Etch zostat opracowany do
adhezyjnego wigzania materiatéw wypetniajacych z tworzyw sztucznych (np. kompozytow,
kompomeru, Polyglas®) do twardych powierzchni zebéw oraz wypetniert pochodzenia labora-
toryjnego (np. materiatéw ceramicznych).

W przypadku stosowania iBond Total Etch, naktadanie primera i bondu oraz $rodka znosza-
cego nadwrazliwo$¢ zebiny moze odbywac sie jednoetapowo. iBond Total Etch to roztwoér
Swiattoutwardzalnych zywic adhezyjnych na bazie etanolu. Przed uzyciem iBond Total Etch,
nalezy wytrawi¢ powierzchnie zeba zelem wytrawiajacym (wytrawi¢ i przeptukac).

Sktad

iBond Total Etch zawiera:
e Metakrylan

e Etanol

e Wypetniacze

¢ Fotoinicjator

e Glutaraldehyd
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Wskazania

¢ Adhezyjne mocowanie wypetnien bezposrednich z kompozytu, Polyglas® i kompomeru

¢ Adhezyjne mocowanie wypetien posrednich z materiatdw ceramicznych pochodzenia
laboratoryjnego, Polyglas® i kompozytu (wktady (inlay), naktady (onlay), licdwki, korony)

® Leczenie obszaréw nadwrazliwosci zebow

Przed zastosowaniem nalezy doktadnie zapoznac sie z ulotka. Podczas stosowania
@) iBond Total Etch nalezy przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa.

Zastosowanie
1. Adhezyjne mocowanie wypetnien bezposrednich z kompozytu, Polyglas® i kompo-
meru
1.1 Przygotowanie

® Zaleca sig stosowanie koferdamu.
Oczysci¢ zab pasta bez substancji oleistych i fluoru.
Opracowac¢ ubytek zgodnie z zasadami leczenia adhezyjnego ubytkéw.
Przeptuka¢ opracowane miejsce woda i wysuszy¢ powietrzem.
W przypadku gtebokich ubytkéw zaleca sie zabezpieczenie zgbiny w poblizu miazgi
odpowiednim podktadem (np. na bazie wodorotlenku wapnia i cementem szklano-jono-
merowym). Pokry¢ tylko zebine w okolicy miazgi. Pozostawi¢ reszte ubytku do adhezji
iBond Total Etch.
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1.2 Wytrawianie

Przed natozeniem iBond® Total Etch na opracowany ubytek, konieczne jest wytrawienie struk-
tury zeba odpowiednim zelem (np. Ibond Etch 35 Gel/Gluma® Etch 35 Gel, iBond Etch 20 Gel/
GLUMA® Etch 20 Gel firmy Kulzer).

1.3 Stosowanie iBond Total Etch

e Umiesci¢ preparat iBond Total Etch w naczyniu do mieszania (szkietko Dappen), nabra¢ za
pomoca koricéwki aplikatora lub migkkiego pedzelka jednorazowego uzytku i natozy¢ obfi-
cie na catg powierzchnig ubytku.

e Pozostawi¢ preparat iBond Total Etch do zestalenia na 15 sekund.
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¢ iBond Total Etch zawiera etanol jako rozpuszczalnik. Ostroznie odparowac rozpuszczalnik
oraz resztkowa wilgo¢ delikatnym strumieniem powietrza do czasu, kiedy ruch ptynu nie
bedzie widoczny.

Zbyt silny strumien powietrza na poczatku suszenia ostabi wiazanie i moze
@ spowodowacé niewtasciwa adhezje.

* Po natozeniu preparatu iBond Total Etch i odparowaniu rozpuszczalnika, powierzchnia zeba

musi by¢ wyraznie szklista. Nalezy upewni¢ sig, ze cata powierzchnia ubytku jest catkowicie
pokryta. Jesli ubytek nie wydaje sig by¢ catkowicie szklisty, nalezy ponownie natozyé pre-
parat iBond Total Etch w sposéb opisany powyzej. Nalezy upewnic sig, ze w naroznikach
ubytku nie pozostat nadmiar preparatu.
Preparat iBOND® Total Etch nalezy polimeryzowac przez 20 sekund lampa polimeryzacyjna,
halogenowa lub wykorzystujaca $wiatto z diod LED. Nalezy zastosowac lampe polimeryza-
cyjna Kulzer Translux® lub lampe polimeryzacyjna o zblizonych parametrach (moc $wiatta
min. 400-500 mW/cm?)

Niewystarczajaca moc lampy spowoduje nieodpowiednia adhezje. Lampy

polimeryzacyjne nalezy regularnie testowa¢ za pomoca wiarygodnych urzadzen
@D testujacych. Podczas polimeryzacji koncéwke swiattowodu nalezy umiescic jak
najblizej powierzchni tworzywa.

* Bezposrednio po polimeryzacji nalezy zatozy¢ i opracowac¢ materiat wypetniajacy w ubytku
zgodnie z instrukcjami producenta.
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2. Adhezyjne mocowanie wypetnien posrednich z materiatéw ceramicznych pochodze-
nia laboratoryjnego, Polyglas® i kompozytu (wktady (inlay), naktady (onlay), licowki,
korony)

2.1 Opracowanie ubytku

Opracowac powierzchnie ubytku zgodnie z instrukcja uzytkowania dostarczong przez produ-
centa.

2.2 Wytrawianie
Postepowac zgodnie z opisem w punkcie 1.

2.3 Stosowanie iBond Total Etch

Przed przystapieniem do polimeryzaciji nalezy upewnic¢ sig, ze w naroznikach
@D ubytku nie pozostat nadmiar preparatu oraz ostroznie wysuszy¢ iBond Total Etch
strumieniem powietrza.

W przeciwnym wypadku nalezy postgepowac zgodnie z opisem w punkcie 1.

¢ Preparat iBOND® Total Etch nalezy polimeryzowac przez 20 sekund lampa polimeryzacyjna,
halogenowa lub wykorzystujaca swiatto z diod LED (instrukcje, patrz punkt 1.3).

¢ Natozy¢ cement zywiczny (samowigzacy lub podwdjnie wigzacy na bazie zywic) zgodnie z
instrukcjg uzytkowania dostarczong przez producenta.
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3. Leczenie nadwrazliwych obszaréw zeba oraz czyszczenie zeba
¢ Przeptuka¢ opracowana powierzchnie woda i wysuszy¢ strumieniem powietrza.

3.1 Wytrawianie nadwrazliwych obszaréw zeba
Postepowac zgodnie z opisem w punkcie 1.

3.2 Stosowanie iBond Total Etch

Postepowac zgodnie z opisem w punkcie 1.

¢ Preparat iBOND® Total Etch nalezy polimeryzowac przez 20 sekund lampa polimeryzacyjna,
halogenowa lub wykorzystujaca $wiatto z diod LED (instrukcje, patrz punkt 1.3).

¢ Ostroznie usungé warstwe inhibicji tlenowej wacikiem nasaczonym alkoholem.

Jesli efekt odczulajacy preparatu iBond Total Etch okaze sig niewystarczajacy, nalezy ponow-

nie natozy¢ preparat, zgodnie z powyzszym opisem, utwardzi¢, a nastgpnie usungé warstwe

inhibicji wacikiem nasgczonym alkoholem.

Wskazowki bezpieczenstwa
¢ iBond Total Etch zawiera etanol. Etanol jest substancja wysoce tatwopalna. Nie wdycha¢
oparéw.

* iBond Total Etch zawiera glutaraldehyd. W przypadku przedostania si¢ do drég oddecho-
wych lub potkniecia moze by¢ szkodliwy dla zdrowia. W przypadku potkniecia nalezy
natychmiast zwréci¢ sie o pomoc medyczng.

iBond Total Etch zawiera metakrylan oraz glutaraldehyd. W razie kontaktu ze skorg lub bto-
nami $luzowymi moze doj$¢ do podraznienia lub uczulenia. Unika¢ kontaktu preparatu ze
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skoéra, btonami sluzowymi i oczami przestrzegajac srodkéw ostroznosci, tj. stosowaé kofer-
dam (u pacjenta), nosi¢ gumowe rekawice ochronne (stomatolog) oraz okulary ochronne
(pacjent, stomatolog). W przypadku kontaktu z oczami ptuka¢ oczy z otwartg powieka pod
biezaca woda przez kilka minut. Jesli bdl utrzymuje sie nalezy zwrdci¢ si¢ o pomoc do
okulisty. Po zetknieciu preparatu ze skorg zmy¢ woda z mydtem.

Dodatkowe instrukcje:

e Tylko do uzytku stomatologicznego.
® Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

¢ Materiaty zawierajgce eugenol moga zaburza¢ polimeryzacje preparatu iBond Total Etch.

* Przed uzyciem opakowanie preparatu nalezy przechowywaé w temperaturze pokojowe;j.

¢ Nie nalezy stosowac preparatu iBond Total Etch po uptywie daty waznosci.

Skutki uboczne

W sporadycznych przypadkach moze doj$¢ do wystapienia alergii na produkt lub jego sktad-
niki. W razie podejrzenia wystapienia alergii nalezy zwréci¢ sie do producenta o wykaz sktad-
nikow preparatu. W przypadku wystgpienia reakcji skérnej lub alergii nie nalezy stosowac
preparatu.

Przechowywanie

Przechowywa¢ w temperaturze 4-25°C (40-77°F). Preparat moze by¢ przechowywany w
lodéwece. Nalezy stosowac produkt wytacznie w temperaturze pokojowej. Chroni¢ przed bez-
posrednim $wiattem stonecznym. Niewtasciwe warunki przechowywania moga prowadzi¢ do
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skrocenia okresu trwatosci oraz wptywacé na dziatanie produktu. Bezposrednio po uzyciu
nalezy doktadnie zamkna¢ pojemnik.

Nasze porady techniczne w zakresie stosowania w mowie, pismie i poprzez préby oparte sa
na naszej najlepszej wiedzy i dobrej wierze, dziatajg jednak jako niewigzace wskazowki bez
zadnej gwarancji, takze w odniesieniu do ochrony praw oséb trzecich i nie zwalniajg uzytkow-
nika od obowiazku wtasnej oceny czy dostarczane przez nas produkty nadaja sie do zamie-
rzonych celéw i procedur. Zastosowanie, uzycie i opracowywanie produktéw nastepuje poza
naszymi mozliwosciami kontroli i lezy dlatego wylacznie w obszarze odpowiedzialnosci uzyt-
kownika. Gwarantujemy oczywiscie wolng od jakichkolwiek zastrzezer jako$¢ naszych pro-
duktéw wedtug naszych Warunkéw Ogéinych Sprzedazy | Dystrybuciji.

Wersja: 2009-01
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Manufacturer:

Kulzer GmbH

Leipziger StraBe 2
63450 Hanau (Germany)

Made in Germany

ce 0197

Caution: Federal law restricts
this device to sale by or on
the order of a dentist.

Distributed in USA /
Canada exclusively by:
Kulzer, LLC

4315 South Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614-2517
1-800-431-1785





